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Abkiirzungen / Abbreviations / Abréviations

Deutsch English Francais
G |Gold Gold Doré
hm | Horizontale Montage For flat mounting Pour montage a plat
i |Mitlsolierringen With insulation rings Avec goupille isolante
I | MitLochbild With hole pattern Avec percage
m | Naturfarben Plain brut
ol | Ohne Lochbild Without hole pattern Sans percage
sn | Verzinnt Tinned Etamé
sc  |Silber eloxiert Silver anodized Anodisation naturelle
sw | Schwarz eloxiert Black anodized Noir anodisé
swc | Chemisch geschwarzt Chemically blackened Noircis chimiquement
swl | Schwarz lackiert Black enamelled Noir laqué
v | Mitldtbaren Messinghiilsen With solderable brass pins Picot a souder
vm | Vertikale Montage For upright mounting Pour montage vertical
Z |Zinn Tin Etain
Ubersetzungen / Translation / Traduction
Abmessung Dimension Dimension
Anwendung (ase Boitier
Art.-Nr. Part no. Art.-no
Bauform Shape Forme
Eigenschaften Property propriété
Einheit Unit Unité
Polzahl (Fiir IC) Number of poles (For IC) Nombre plots (Pour IC)
Halbleiterkontaktflache Semiconductor contact face Surface de contact du
semiconducteur
Lange Length Longueur
Lochbild Hole pattern Percage
Material Material Matiére
Oberflache Surface finish Etat de surface
Oberflache Kelchfeder/Stift Surface spring/pin Surface ressort / picot
Oberfldche Kontakt Surface Contact Surface du contact

Thermischer Widerstand

Thermal resistance

Résistance thermique

Thermischer Widerstand
pro Paar

Thermal resistance per pair

Résistance thermique / par paire

Typ

Type

Type

Verpackungseinheit

Packaging

Emballage
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I So bringen Sie die Warme weg

I This is how you take the heat off

Pour vous débarrasser de la chaleur

Wasser. Um die Warme von Bauteilen und

Baugruppen sicher abzufithren und Aus-
falle aufgrund von Uberhitzung zu minimieren,
realisiert SEIFERT electronic seit tiber 50 Jahren
anwendungsspezifische Kiihlkorper, exakt ab-
gestimmt auf die jeweiligen Anforderungen
und Einsatzbedingungen.

Elektronik und Hitze sind wie Feuer und

Unter dem mehrdeutigen Slogan ,The Heat
S(th)ink Company” fertigen wir am Standort
Ennepetal auf gut 4500 gm ,Qualitdt Made in
Germany” - vom PC-board-Kleinkiihlkorper
Uber Hochleistungs-Lifteraggregate bis hin
zu Flissigkeitskiihlern. Dank einer hohen Ferti-
gungstiefe und einem erfahrenen Engineering
erfillt Seifert flexibel und schnell die unter-
schiedlichsten Kundenwiinsche.

SEIFERT ist nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.
Ein fur diese Zwecke in Europa einzigartiges
rechnergesteuertes Containerlager bietet La-
gerplatz fir 250 Tonnen hochwertige Profil-
Kihlkérper. Zusammen mit den ausgekligel-
ten Fertigungsanlagen ist das die Basis flr eine
schnelle Lieferfahigkeit von Standard- und
Sonder-Kuhlkorpern.

Sonderkuhlkorper realisieren wir im konstruk-
tiven Dialog mit unseren Kunden - ziigig wie
kompetent. SEIFERT-Fachleute aus Konstruk-
tion, Simulation, Messtechnik und Fertigung
arbeiten dazu Hand in Hand.

Uber den SEIFERT Direktvertrieb oder (iber
kompetente Marktpartner sorgen wir flr die
gewiinschte Nahe zu unseren Kunden weltweit.
Schwerpunkte sind dabei neben Europa auch
die USA, Stidafrika und Asien.

Lernen Sie die Kompetenz von SEIFERT elect-
ronic kennen, wenn Sie |hre Elektronik gezielt
kihl halten wollen und nennen Sie uns lhre
speziellen Anforderungen - ob fiir Einzelgerate
oder ganzen Schaltschrank-Baugruppen!



lectronics and heat are like fire and water.

To safely remove heat from components

and modules and minimize failure from
overheating, SEIFERT electronic has been pro-
ducing, for more than 50 years, application-
specific heat sinks that are tailored to meet vari-
ous requirements and operating conditions.

Under the ambiguous slogan “The Heat S(th)
ink Company” our manufacturing plant at En-
nepetal, which covers well over 4,500 m?, pro-
duces “Quality Made in Germany”. Our range
of products extends from small PC board heat
sinks via high-performance fan sets to liquid
coolers. Thanks to a high manufacturing depth
and an experienced engineering team, Seif-
ert can meet the most varied customer needs
quickly and flexibly.

SEIFERT is certified to DIN EN 1SO 9001.

A computer-controlled container warehouse
- the only one of its kind in Europe - has stor-
age capacity for 250 tons of high-quality profile
heat sinks.

This warehouse, in combination with sophisti-
cated production equipment, forms the basis
for our ability to quickly deliver standard and
special heat sinks.

Special heat sinks are developed in construc-
tive dialog with our customers - in a compe-
tent and effective manner. To ensure best pos-
sible results, SEIFERT’s engineering, simulation,
instrumentation and production experts work
hand in hand.

Through SEIFERT's direct sales service or com-
petent marketing partners, we provide a high
level of customer proximity in order to effec-
tively serve our customers worldwide. Our mar-
keting efforts focus not only Europe, but also
on the U.S.A., South Africa and Asia.

Get to know the competence of SEIFERT elec-
tronic, if you wish to cool your electronic com-
ponents effectively. Tell us your specific needs
- no matter whether they relate to individual
components or complete switchgear units!

es composants électriques et la chaleur

sont comme l'eau et le feu. Pour dissiper la

chaleur provenant de composants ou de
sous-groupes de maniére slre et minimiser les
défaillances suite a des échauffements exces-
sifs, SEIFERT electronic construit depuis plus de
50 ans des dissipateurs de chaleur répondant
aux diverses applications et taillés exactement
sur mesure pour répondre aux exigences et
conditions d'utilisation respectives.

Forts de notre slogan évocateur « The Heat
S(th)ink Company », nous fabriquons sur notre
site de quelque 4500 m? situé & Enneptal des
produits de « Qualité made in Germany » du pe-
tit dissipateur de chaleur pour plaquettes-meé-
res d'ordinateurs aux groupes de ventilateurs
haute puissance et aux dissipateurs de chaleur
a liquide. Grace a une grande profondeur de
production et a sa grande compétence en ingé-
nierie, Seifert est en mesure de répondre avec
flexibilité et rapidité aux désirs les plus variés
des clients.

SEIFERT est certifié selon DIN EN 1SO 9001.

Un entrepo6t container géré par ordinateur, uni-
que en son genre en Europe, nous permet de
stocker 250 tonnes de profilés dissipateurs de
haute qualité.

En combinaison avec nos installations de pro-
duction sophistiquées, cet entrepoét est le ga-
rant pour la livraison rapide de dissipateurs de
chaleur standard et spéciaux.

Nous concevons et réalisons les dissipateurs de
chaleur spéciaux dans un dialogue constructif
avec nos clients — dans les meilleurs délais et
avec compétence. Les spécialistes de SEIFERT
travaillent main dans la main, aussi bien au ni-
veau de la conception que de la simulation, de
la technique de mesurage et de la fabrication.

Grace a la vente directe par SEIFERT ou par
l'intermédiaire des partenaires compétents de
notre réseau commercial, nous sommes prés
de nos clients dans le monde entier, nos prin-
cipaux marchés étant, outre I'Europe, les Etats-
Unis, 'Afrique du Sud et |'Asie.

Découvrez les compétences
de SEIFERT electronic si vous
voulez que vos équipements
électroniques restent a la
température voulue et com-
munigquez-nous vos besoins
spéciaux — qu'il sagisse d'ap-
pareils individuels ou d’armoi-
res électriques modulaires.

www.seifert-electronic.de



I Die leistungsstarke SEIFERT Fertigung

I  SEIFERT'’s high-performance production operations

I La production performante de SEIFERT

»

»

»

»

»

»

Rechnergesteuertes Containerlager und Profilsage
Extrusion saw and Computer controlled containerized raw material stores
Scie pour profilés, pour vos dissipateurs de chaleur fonctionnels

CNC-Fertigunszentrum
CNC machining centre
CNC Centre d‘usinage numérique

enn die Entwickler lhre Arbeit getan
Whaben, kommt die flexible und leis-
tungsstarke SEIFERT Fertigung ins
Spiel: Auf prozessgesteuerten Anlagen, CNC-
Fertigungszentren und speziellen Einzelma-

schinen realisieren wir Standard und kunden-
spezifische Kuihlkorper.

»  SPS-gesteuerte Montageeinheit fiir
PC-Board-Kuihlkérper

»  Computerized assembly unit for PC-board
heat sinks

»  Unité d'assemblage automatisée des dissi-
pateurs de chaleur pour circuits imprimés

»  Prozessrechnergesteuerter Eloxal-Automat
»  Computer controlled anodizing plant
»  Anodisation automatique par ordinateur



nce the developers have done their job,

SEIFERT's flexible and high-perform-

ance production department comes
into play: Using processor-controlled equip-
ment, CNC manufacturing centers and specific
stand-alone machines we produce heat sinks of
standard and customized design.

vail, la production flexible et performante

de SEIFERT entre en jeu. Nous réalisons des
dissipateurs de chaleur standard et spécifiques
aux besoins des clients sur nos installations
dotées d'une commande de processus, unités
de fabrication CNC et machines individuelles
spéciales.

I orsque les développeurs ont fait leur tra-

www.seifert-electronic.de
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Aluminiumoxyd-Unterlegscheiben ... 47

Aufsatzkihlkorper..................... 34
Aufsteckkahlkorper.................... 20
Befestigungselemente ................ 51
Diodenhalter ......................... 101
Diodenkiihlkorper (pc-board) ......... 37
Distanzstiicke......................... 101
Druckgusskihlkérper.................. 34
Einlotbare Kihlkorper ................. 25
FassungenIC........................... 96
Flussigkeitskuhlkorper................. 71
Fingerkhlkorper...................... 35
Hochleistungs-Kuhlkorper............. 65
Hochleistungs-Kihlkorper-
Lifteraggregate . ...................... 85
Isolierbuchsen......................... 48
Isolierkappen.......................... 48
Isolierscheiben Kapton ................. 46
Kuhlkorper fir doppelseitige
Montage......................o 80
Kontaktleisten......................... 929
Lamellen Kiihlkérper Vario ............ 76
Lifteraggregate ....................... 82
Montagebigel......................... 94
Montageclips.......................... 32
Montagescheiben .................... 100
Plastiktransistorkihlkorper............ 20
Profilkihlkorper ....................... 53
Profilkihlkorper (PC-Board) ........... 37
Rundfassungen........................ 98
Scheibenzellenkihlung ............... 92
Sonderprofile.......................... 73
U-Kuhlkoérper......................... 21
Umsetzerscheiben.................... 100

Unterlegscheiben, Aluminiumoxyd ... 47
Warmeleitpaste........................ 44

Aluminium oxide washers............. 47
Circularsockets........................ 98
Contactstrips.......................... 929
Conversionplates..................... 100
Coolingaggregates.................... 82
Die-cast heatsinks..................... 34
Diode heatsinks....................... 37
Diodeholders ........................ 101
Distance pieces....................... 101
Extruded heatsinks ................... 53
Extruded heat sinks (PCB) ............. 37
Fluidcooler............................ 71
Finned heatsinks...................... 35
Heat conductionpaste ................ 44
Heat sinks for double sided
mounting.............cooiiiiiiii. 80
Heat sinks for plastic transistors ... . ... 20
High performance fan cooled

heat sink assemblies................... 85
High-power heatsinks................. 65
IC-sockets....................oo 96
Insulation bushes...................... 48
Insulationcaps......................... 48
Insulation washers (kapton) ........... 46
Lamella heatsinks Vario................ 76
Mounting clamps...................... 94
Mountingclips......................... 32
Mounting hardware ................... 51
Mountingplates...................... 100
Presspack cellcooling ................. 92
Setup heatsinks....................... 34
Solderable heatsinks .................. 25
Special profiles ........................ 73
Spring heatsinks....................... 20
U-shaped heatsinks................... 21
Washers, Aluminium-oxide............ 47
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Barrettes détachables ................. 99
Capots dissipateurs.................... 34
Capotsisolants ........................ 48
Cellules presspack et
radiateurassocié....................... 92
Clipsdemontage...................... 32
Colliers de fixation..................... 94
Disquesdemontage ................. 100
Dissipateurs aliquide.................. 71
Dissipateurs de lamelle Vario.......... 76
Dissipateurs de chaleur flexibles ... ... 20
Dissipateursen U ...................... 20
Dissipateurs a doigts moulés

SOUS PresSion ..........covvviiieinain.. 34
Dissipateurs extrudés.................. 53
Dissipateurs extrudés

(pour circuits imprimés) ............... 37
Dissipateurs pour assemblage
doubleface......................... 80
Dissipateurs pour transistors
plastique..........................L 20
Dissipateurs thermiques a ressort .. . .. 35
Dissipateurs thermiques haute
puUissanCe............ooii 65
Dissipateurs thermiques soudables ... 25
Dissipat en pourdiodes ............... 37
Douilles d'isolation .................... 48
Eléments de fixation................... 51
Elémentsventilés...................... 82
Embases isolantes Kapton............. 46
Entretoise............................. 101
IC-Supports ... 96
Pate de dérivation de chaleur ......... 44
Plaques supports..................... 100
Profilés spécialaux..................... 73
Rondelles intercalaires en oxyde
daluminium............... ... 47
Socles circulaires....................... 98
Supportsdediode.................... 101

Ventilateurs de dissipateurs
thermiques haute puissance .......... 85
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Produkt Seite KL-152 35 KL-248 61 KM-330 48
Product Page KL-153 35 KL-249 66 KM-355 94
Produit  Page KL-155 36 KL-250 65 KM-360 94
KC-194 32 KL-156 36 KL-251 60 KM-367 97
KC-195 32 KL-157 36 KL-252 61 KM-368 97
KC-196 32 KL-158 36 KL-253 64 KM-371 97
KC-199 32 KL-162 23 KL-254 64 KM-381 08
KC-205 32 KL-163 23 KL-264 69 KM-390 99
KC-220 33 KL-164 23 KL-265 69 KM-391 99
KC-225 32 KL-165 23 KL-266 69 KM-393 99
KC-247 33 KL-166 23 KL-269 65 KU-750 46
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KF-400 % KL-168 23 KL-271 66 KU-753 46
KF-401 - KL-169 23 KL-272 68 KU-754 46
K620 >0 KL-175 34 KL-274 68 KU-755 46
KK-627 - KL-176 34 KL-275 68 KU-756 46
KK-629 - KL-179 92 KL-276 68 KU-790 48
KK-630 - KL-180 92 KL-277 68 KU-791 48
KK-632 pn KL-182 93 KL-278 63 KU-792 48
KK-633 . KL-183 92 KL-279 63 KU-902 47
K100 o KL-184 58 KL-280 66 KU-903 47
KL-101 - KL-185 58 KL-283 65 KU-904 47
KL-104 = KL-189 93 KL-284 63 KU-905 47
KL-105 - KL-194 25 KL-285 58 KU-907 47
KL-106 = KL-195 25 KL-287 92 KU-909 47
KL-107 e KL-196 25 KL-288 67 KU-920 100
KL-108 e KL-197 25 KL-290 59 KU-921 100
KL-109 - KL-198 28 KL-291 60 KU-923 100
KL-110 - KL-201 59 KL-292 60 KU-924 100
KL-111 = KL-202 40 KL-294 70 KU-926 100
KL-112 o KL-203 53 KL-295 70 KU-930 100
KL-113 - KL-205 30 KL-296 70 KU-931 100
KL-116 - KL-207 30 KL-297 70 KU-932 100
KL-119 - KL-208 4 KL-437 40 KU-933 100
KL-122 . KL-209 53 KL-456 78 KU-934 100
KL-126 . KL-210 29 KL-470 79 KU-940 100
KL-127 = KL-214 59 KL-471 78 KU-941 101
KL-128 39 KL-215 57 KL-486 60 KU-942 101
KL-129 37 KL-217 57 KL-475 79 KU-943 101
KL-132 38 KL-218 62 KL-477 80 KU-944 101
KL-133 - KL-219 60 KL-494 72 KU-960 100
KL-134 o KL-224 31 KL-800 83 KU-970 100
KL-135 = KL-225 31 KL-810 88

KL-137 54 KL-230 39 KL-811 88

KL-139 = KL-233 56 KL-820 84

KL-140 63 KL-234 38 KL-836 87

KL-142 56 KL-235 38 KL-837 87

KL-143 60 KL-236 40 KL-838 87

KL-144 - KL-240 64 KL-845 86

KL-145 - KL-241 65 KL-846 86

KL-146 - KL-242 59 KL-847 86

KL-147 64 KL-243 61 KL-848 89

KL-148 = KL-244 62 KL-849 89

KL-149 61 KL-245 61 KM-300 51

KL-150 35 KL-246 60 KM-3071 51

KL-151 35 KL-247 61 KM-312 52
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for Presspack Cells
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MaBstab ca. 1:5
Scale app. 1:5
Echelle app. 1:5

KL-147

KL-146

Profillibersicht geordnet nach
Warmewiderstandsgruppen
bei 50 mm Lange

Heat sink-chart classified in
categories of thermal resistance
at 50 mm length

Répertoire des dissipateurs
classés en fonction de leur
résistance thermique pour une
longeure de 50 mm
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Allgemeine Informationen | General Information |

Lieferprogramm

Alle im Katalog mit Artikelnummer ge-
nannten Artikel sind Standardartikel.
Daruiber hinaus fertigen wir fir Sie nach
Ihren Angaben und Erfordernissen. Profil-
kiihlkorper kdnnen in jeder gewlinschten
Lange mit unterschiedlichen mechani-
schen Bearbeitungen und Oberflachen-
beschaffenheiten geliefert werden.

Material

Stranggepresste  Profile werden aus
den Legierungen EN AW-6060, EN AW-
6063 oder EN AW-6101B hergestellt. Die
Warmeleitfahigkeit dieser Legierungen
liegt im Bereich von 190 bis 220 W/K - m.

Oberflichenbearbeitung

Die Auflageflachen der Hochleistungs-
Lifteraggregate und -Kuihlkérper werden
standardmafig Rz 10 um plangefrast; fir
viele andere Profil-Kuihlkorper ist dies auf
Wunsch ebenfalls moglich.

Bei grof3en, planzufrdsenden Auflagefla-
chen konnen, wenn die zu frasende Fla-
che groBer als der Fraserdurchmesser ist,
Frasbahnen entstehen, welche sich bei
eingehaltener Rautiefe durch Frasabsatze
darstellen.

Bitte geben Sie bei Bedarf die Bereiche
an, in denen keine Frasabsatze erwiinscht
sind.

Oberflachenbehandlung
PC-Board-Elemente und Profilkiihlkorper
sind mit folgenden Oberflachen liefer-
bar:

Silber eloxiert
Gebeizt
Daruber hinaus werden einige Artikel

standardmafig oder auf Wunsch verzinnt
oder lackiert.

Schwarz eloxiert (sw)
Naturfarben (m)

Toleranzen
Strangpressprofile (umschreibender Kreis
<300 mm) DIN EN 12020 Teil 2
(DIN 17615-3)
Strangpressprofile (umschreibender Kreis
> 300 mm) DIN EN 755 Teil 9
(DIN 1748-4)
Bearbeitungstoleranzen fir Langenma-
Be, Geradheit, Ebenheit, Winkligkeit und
Symmetrie DIN ISO 2768 - mK

Thermischer Widerstand

Die genannten thermischen Widerstéande
der Kihlkorper sind in K/W (Kelvin pro
Watt) angegeben, wobei dieser Wert die
Temperaturdifferenz Av (in Kelvin) zwi-
schen der Oberfliche des Kihlkorpers

und der Umgebungstemperatur je nach
zugefiihrter Verlustleistung P, (in Watt)
angibt. Die Werte gelten fir mattschwar-
ze Kiihlkdrper bei senkrechter Einbaulage
und natirlicher Konvektion.

Korrekturfaktoren:
blanke Oberflache: +10%
Horizontale Einbaulage: +20%

Die Kennlinien der entsprechenden Pro-
file gelten fir in ruhender Luft, in Langs-
richtung vertikal, freistehende Profile.
Aufgrund fehlender international giilti-
ger Normen fur die Ermittlung der War-
mewiderstande der Kiihlkorper, sind die
in diesem Katalog angegebenen Werte
unter praxisnahen Bedingungen ermit-
telt worden.

Bestimmung der thermischen
Widerstande aller Kiihlkorper
aus Profilen

Aus den jeweils abgebildeten Kurven
kann fir jeden gewahlten Arbeitspunkt
des Halbleiters der thermische Wider-
stand des Kiihlkorpers (R, ) ermittelt wer-
den. Es gilt die Beziehung:

T-T
— J
thK — ~ DthH
Pmt

R« =Warmewiderstand Kiihlkérper (K/W)
R, =Warmewiderstand Halbleiter (K/W)
= Sperrschichttemperatur (°C)

= Umgebungstemperatur (°C)

P =Verlustleistung (W)

tot

—_—
c

Nach Auswahl eines geeigneten Profils
sollte die zu erwartende Sperrschichttem-
peratur des Halbleiters mit der Beziehung
Tj =T.+P, xR, nachgerechnet werden,
da die Gehausetemperatur T_ mit einfa-
chen Mitteln messbar ist.

Warmewiderstande von

beliebigen Profilen bei

forcierter Kiihlung

RthKf = ax RthK

Ry = Wdrmewiderstand
forcierte Kiihlung

Ry« = Wadrmewiderstand
natiirliche Kiihlung
a = Proporti ional action de

1 proportionalité
0,8
0,6
04 N

\\\

0,2

[
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Product Range

All the items shown with a stock number
in the catalogue are standard items. We
can also supply components to your indi-
vidual specifications. Extruded heat sinks
are available in any desired length with a
choice of machining and surface finishes.

Materials

Extruded profiles are made from alloys EN
AW-6060, EN AW-6063 or EN AW-6101B.
The thermal conductivity of these alloys
is in the range of between 190 and 220
W/K-m.

Surface machining

The bearing faces of our high-power fans
and heatsinks are surface milled to Rz 10
um as standard; this finish is also available
for many other extruded heatsinks on re-
quest.

Where the area to be milled is larger than
the cutter diameter, milling can cause
tracks which appear as steps while main-
taining the peak-to-valley height.

Please indicate the areas that should be
kept free from milling steps.

Surface finishes

PCB components and extruded heat sinks
are available in the following finishes:
Silver anodised
Pickled

A number of articles are tin-plated or
painted as standard or on request.

Black anodised (sw)
Natural colours (m)

Tolerances
Extruded shapes (circumscribing circle
<300 mm) DIN EN 12020 Part 2
(DIN 17615-3)
Extruded shapes (circumscribing circle
> 300 mm) DIN EN 755 Part 9
(DIN 1748-4)
Machining tolerances for linear dimen-
sions, straightness, flatness, angularity
and symmetry DIN ISO 2768 - mK

Thermal resistance

The thermal resistance of heat sinks is
quoted in K/W (degrees Kelvins per Watt).
This value indicates the temperature dif-
ference Av (in Kelvin) between the surface
of the heatsink and ambient depending
on the applied power dissipation P, (in
Watts). Thermal resistance quoted is with
fins vertical in free air.

Correction factors:
bright surface:
fins horizontal:

+10%
+20%
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The characteristic curves for the various
shapes are for shapes free-standing verti-
cally and longitudinally in static air. There
are no international standards for meas-
uring the thermal resistance of heat sinks,
so the values quoted in this catalogue
have been measured under near-practical
conditions.

Determining the thermal
resistance of all heat sinks
made from extruded shapes

The thermal resistance of the heatsink
(R,,) can be found from the curves illus-
trated for any selected working point of
the semiconductor. The following rela-
tion applies:

R .=-Y _R

thK thH

R, = thermal resistance of the
heatsink (K/W)

R,y = thermal resistance of the
semiconductor (K/W)

T, = junction temperature (°Q)

T ambient temperature (°C)

P.. = powerloss (W)

u

Once a suitable shape has been selected
the anticipated junction temperature T,
of the semiconductor should be checked
using T, =T_ + P _ xRy as the hous.lng
temperature T_ can be measured by sim-

ple means.

Thermal resistance of random
shapes with forced cooling

RthKf =ax RthK
R, = thermal resistance, forced cooling
R, = thermal resistance, natural
cooling
a= i portional action de
1 proportionalité
0,8
0,6
0,4
—
0,2
0
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200 400 600 800 1000 1200 FT/MIN

Gamme de produits

Tous les articles accompagnés d'un nu-
méro de stock dans le catalogue sont des
articles standard. Nous pouvons égale-
ment fournir des composants selon vos
spécifications individuelles. Les dissipa-
teurs thermiques extrudés sont réalisa-
bles dans n'importe quelle longueur dési-
rée avec un choix d'usinages et de finition
de surface.

Matériaux

Les profilés extrudés sont fabriqués a
partir des alliages EN AW-6060, EN AW-
6063 ou EN AW-6101B. La conductibilité
de ces alliages se situe entre 190 bis 220
W/K-m.

Usinage de surface

Les faces porteuses de nos ventilateurs
haute puissance et dissipateurs thermi-
ques sont fraisées en plan a Rz 10 um
standard; ce fini est également réalisable
sur demande pour de nombreux autres
dissipateurs thermiques extrudés. Quand
la surface a fraiser est supérieure au dia-
metre de coupe, le fraisage peut laisser
des sillons.

Veuillezindiquer les surfaces a ne pas tou-
cher durant le fraisage.

Traitements de surface

Les composants et dissipateurs thermi-
ques extrudés pour cartes de circuits im-
primés existent dans les suivantes :

Noir anodisé (sw) Argent anodisé
Couleurs naturelles (m) Décapé

Un certain nombre d'articles sont étamés
ou peints, en version standard ou sur de-
mande.

Tolérances

Formes extrudées (cercle circonsrit)

<300 mm) DIN EN 12020 Partie 2
(DIN 17615-3)

Formes extrudées (cercle circonsrit)

> 300 mm) DIN EN 755 Partie 9
(DIN 1748-4)

Tolérances d'usinage pour dimension

linéaires, linéarité, planéité, perpendicu-

larite et symétrie  DIN ISO 2768 - mK

Résistance thermique

La résistance thermique des dissipateurs
thermiques est donnée en K/W (degrés
Kelvin par Watt). Cette valeur indique la
différence de température Av (en Kelvins)
entre la surface du dissipateur thermique
et la température ambiante en fonction
de la dissipation de puissance appliquée
P, (en Watts).

www.seifert-electronic.de

La résistance thermique donnée se rap-
porte a des ailettes verticales dans l'air
libre.

Facteurs de correction :
surface brillante :
ailettes horizontales :

+10%
+20%

Les courbes caractéristiques des diverses
formes se rapportent a des formes verti-
calement et longitudinalement autono-
mes dans l'air statique. Il n'existe pas de
normes internationales pour mesurer la
résistance thermique des dissipateurs si
bien que les valeurs données dans ce ca-
talogue ont été mesurées dans des condi-
tions quasi-pratiques.

Détermination de la résistance
thermique de tous les dissi-
pateurs thermiques réalisés a
partir de formes extrudées

La résistance thermique du dissipateur
thermique (R, ) peut étre déterminée a
partir des courbes illustrées pour n'im-
porte quel point de travail du semi-con-
ducteur. La relation suivante s'applique :

T
J u

thk — T PthH
Ptot

R« = résistance thermique du
dissipateur thermique (K/W)

R,y = résistance thermique du
semi-conducteur (K/W)

T = température de jonction (°C)

T = température ambiante (°C)
dissipée puissance (W)

Une fois qu'une forme adaptée a été sé-
lectionnée, la température de jonction
anticipée T, du semi-conducteur est véri-
fiée en utilisant T, =T_+P_ xR comme
la température de boitier T_ peuvent étre

mesurées par de simples moyens.

Résistance thermique des
formes aléatoires a refroidisse-

ment forcé
RthKf = alX'RthK '
Ry = résistance thermique,

refroidissement forcé
résistance thermique,
refroidissement naturel

R =

thK

a= i portional action de

proportionalité
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Grundlagen der Warmeiibertragung | Principles of Heat Transfer |

Warmeubertragung ist ein gerichteter
Energietransport zwischen Festkdrpern,
Flussigkeiten oder Gasen unterschied-
licher Temperatur, wobei die natirliche
Transportrichtung der Warmeenergie von
hoher zu niedriger Temperatur erfolgt.

Warmeleitung

Wérmeleitung ist ein molekularer Trans-
port von Warme durch Schwingung zwi-
schen einander beriihrenden Molekiilen
unter Wirkung eines Temperaturgefalles.
MaBgeblich fir die Warmeleitung eines
Korpers und dem daraus resultierenden
Warmestrom ist das Material und des-
sen Warmeleitfahigkeit sowie die durch-
stromte Flache und die zu durchstrémen-
de Wegldnge. Die Warmeleitfahigkeit des
Materials wird als Warmeleitfahigkeitsko-
effizent A in [W/mK] angegeben.

Material A in [W/mK]
Silber 408
Kupfer 365
Aluminium 209
Edelstahl 15
Luft 0,02

Je nach Warmeleitfahigkeit, durchstrom-
ter Flache und Wegldnge ergibt sich der
thermische Widerstand des betrachteten
Korpers in K/W. Er beschreibt die Tempe-
raturerh6hung des Korpers tber die Um-
gebungstemperatur je zugefiihrtem Watt
Leistung.

Warmestrahlung

Als Warmestrahlung bezeichnet man die
Energietibertragung durch elektromag-
netische Wellen im Wellenldangenbereich
von 0,8 um und 400 um. Die Warmestrah-
lung ist im Gegensatz zur Warmeleitung
nicht an ein Ubertragungsmedium ge-
bunden und ist von der Oberfléche und
der Temperatur des strahlenden Korpers
abhangig. Rauhe Kérper strahlen stérker
als glatte Korper. Die Warmestrahlung
nimmt mit der Temperatur des strahlen-
den Koérpers zu, wobei ein dunkler Korper
mehr Warme absorbiert und emittiert, als
ein Heller. Bei der Strahlung gilt der Ener-
gieerhaltungsatz:

o = reflektierter Anteil
¢+0o+0=1 o= absorbierter Anteil
U = durchgelassender
Anteil

¢, oo und ¥ hangen vom Material und von
der Wellenldnge der auftreffenden Strah-

lung ab. Bei einem Kuhlkérper erfolgt
Warmestrahlung tberwiegend uber die
Oberflaiche des Umfangs, da die Strah-
lung zwischen den Rippen zum grofiten
Teil von den gegentiiberliegenden Rip-
pen absorbiert wird. Zur Verbesserung
der Warme-emission durch Strahlung ist
es bei naturlicher Konvektion und hohen
Oberflachentemperaturen glinstig, den
Kihlkdrper schwarz zu eloxieren, da der
Warmeiibergangskoeffizent vom Umge-
bungsmedium (der Luft) und der Ober-
flaichenbeschaffenheit des Kuhlkorpers
abhdngt, aber nicht vom Kiihlkérperma-
terial selbst.

Konvektion

Konvektion ist ein Warmeaustausch in-
nerhalb einer Flussigkeit, eines Dampfes
oder eines Gases durch relativ zum umge-
benden Medium bewegten Teilmengen.
Die freie Konvektion entsteht aufgrund
von Dichteunterschieden der Luft hervor-
gerufen durch Temperaturunterschiede.
Wandnahe Luftschichten werden be-
dingt durch die Aufheizung durch die hei-
Be Kuhlkorperrippe spezifisch leichter als
die weiter entfernt liegenden Schichten.
Dadurch entsteht ein statischer Druck-
unterschied zwischen diesen Schichten,
der eine aufwaérts gerichtete Strdmung
bewirkt. Liegen die Kihlrippen zu eng
beieinander wird die freie Konvektion
behindert und die Rippen erwdrmen sich
gegenseitig. Erzwungende Konvektion
(forcierte Kiihlung) erfordert eine sepa-
rate Konvektionsquelle in Form von Lif-
tern. Damit sich eine moglichst optimale
Konvektion entwickeln kann, sollten die
Kihlkorperprofile moglichst frei und mit
vertikaler Rippenrichtung verbaut wer-
den.

Laminare Stromung
Bewegung der Luft in parallelen Bahnen
(Schichten). Laminare Strdmungen sind
Strdmungen mit innerer Reibung aber
ohne Wirbelbildung.

Turbulente Stromung

Oberhalb einer sog. kritischen Geschwin-
digkeit geht die laminare in eine turbu-
lente Stromung tber, wobei Wirbelbewe-
gungen und somit Krafte entstehen, die
auch entgegen der Bewegungsrichtung
der Stromung wirken.

Turbulente Strémung ist ein wesentlicher
Faktor zur Erreichung einer guten War-
meableitung durch Konvektion. Bei der
Warmeableitung lber einen Kihlkdrper
kommt der Konvektion im Gegensatz zur

Warmestrahlung eine wesentlich gréere
Bedeutung zu.

Warmeiibergang

Beim Ubergang der Warme vom Kiihlkér-
per zur Umgebungsluft ist ein Warme-
Uibergangswiderstand zu Uberwinden,
der vom Warmelibergangskoeffizienten
des Materials und von der durchstrédm-
ten Flache abhangig ist, wobei sich der
Waérmelibergang nicht proportional zur
VergroBerung der Flache erhoht, son-
dern bei einem Kuhlkérper vom Rippen-
wirkungsgrad abhdngt. Vereinfacht kann
man sagen, dass der Rippenwirkungsgrad
mit steigender Rippenhdhe abnimmt, da
das Temperaturgefdlle zur Rippenspitze
abnimmt.

In Bezug auf die Konvektion lasst sich der
Warmelibergang durch eine Erhéhung
der Stromungsgeschwindigkeit der Luft
und durch wiederholtes Unterbrechen
des Stromungsweges, also durch das Er-
zeugen turbulenter Stromungen, verbes-
sern.
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Principles of Heat Transfer

Heat transfer is a directed transfer of en-
ergy between mediums, liquids or gases
of different temperatures where the nat-
ural flow of heat transfer is from high to
low temperature.

Conduction

Conduction is a molecular movement
within @ medium undergoing a fall in
temperature. The conduction and the
resulting heat transfer depends on the
material involved. The conductivities of
materials are expressed as coefficients A
in [ W/mK].

Material A in [W/mK]
Silver 408
Copper 365
Aluminium 209
Stainless steel 15
Air 0,02

The thermal resistance of a body is ex-
pressed in K/W and is dependent on its
coefficient and the area and distance of
heat flow. It describes the temperature
rise of the body above the ambient for
every Watt of power supplied.

Radiation

Radiation is the transfer of energy
through electro-magnetic waves in the
wavelength range from 0.8um to 400um.
As opposed to conduction, radiation is
not bound to a transfer medium. It de-
pends on the temperature and surface of
the radiating body. Rough bodies radiate
stronger than smooth bodies. Radiation
increases with temperature of the radi-
ating body whereby dark bodies absorb
and emit more heat than light bodies. The
following energy retainment formula ap-
plies to radiation:

¢ = reflected quantity
¢+0o+U=1 o= ansorbed quanitiy
¥ = transferred quantity

¢, o und ¥ depend on the material and
the wavelengths of the radiation. Radia-
tion from heat sinks is mainly peripheral
as radiation between ribs is practically
absorbed. To improve heat emission
through radiation with natural convec-
tion and high surface temperature it is
beneficial to black anodise the heat sink
as the heat transfer coefficient depends
on the ambient medium (air) and the type

of heat sink surface and not on the heat
sink material itself.

Convection

Convection is heat exchange within lig-
uids, vapours or gases through molecu-
lar movement from cool to warm areas.
Free convection is brought about by dif-
ferences of air density caused by differ-
ent temperatures. Air layers close to the
surface become specifically lighter than
deeper layers due to the heat from the
heat sink fins. This causes a static pressure
difference between the layers resulting in
an upward air flow. If the heat seat fins are
too close together they warm each other
up and restrict free convection. Forced
convection (forced cooling) requires a
separate convection source in the form of
a fan. To achieve optimal convection the
heat sinks should be free-standing with
vertical fins.

Laminated flow

Laminated flow is air movement in paral-
lel streams or layers with internal friction
but without turbulence.

Turbulent flow

Above a so-called critical speed a lami-
nated flow changes to a turbulent flow
whereby air currents can develop which
work against the flow direction.

Turbulent flow is a major factor in achiev-
ing good heat dissipation through con-
vection. Convection is more important
in heat dissipation with heat sinks than
radiation.

Thermal transfer

Before heat can be transferred from a
heat sink to the ambient air a thermal
resistance must be overcome. The resist-
ance depends on the thermal coefficient
of the material and the contact area,
whereby the heat transfer is not propor-
tionally increased by a larger contact area
but is influenced by the fin construction
of the heat sink. The effectiveness of the
fins decreases towards their tips where
the temperature fall decreases.

Heat dissipation through convection can
be improved by increasing the air flow,
changing its direction and by producing
turbulence.
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Le transfert thermique est un transfert
dirigé d'énergie entre des milieux, des li-
quides ou des gaz de températures diffé-
rentes, I'écoulement naturel du transfert
thermique se faisant d’'une haute tempé-
rature a une basse température.

Conduction

La conduction est un mouvement mo-
léculaire dans un milieu subissant une
chute de température. La conduction
et le transfert thermique qui en résulte
dépendent de la matiére impliquée. Les
conductivités des matieres sont expri-
mées comme coefficients A en [ W/mK].

Matiére A en [W/mK]
Argent 408
Cuivre 365
Aluminium 209
Acier inoxydable 15
Air 0,02

La résistance thermique d'un corps est
exprimée en K/W et elle dépend de son
coefficient et de la surface et de la distan-
ce duflux de chaleur. Elle décrit 'augmen-
tation de température du corps au-dessus
de la température ambiante pour chaque
watt d'énergie fourni.

Rayonnement

Le rayonnement est le transfert d'énergie
par l'intermédiaire d'ondes électroma-
gnétiques d'une longueur d'ondes située
dans la plage de 0,8 p a 400 p. Contrai-
rement a la conduction, le rayonnement
n'est pas lié a un milieu de transfert. Il dé-
pend de la température et de la surface
du corps rayonnant. Les corps rugueux
rayonnent plus fort que les corps lisses. Le
rayonnement augmente avec la tempéra-
ture du corps rayonnant, ce qui fait que
les corps sombres absorbent et émettent
plus de chaleur que les corps clairs. La
formule suivante de rétention d'énergie
s'applique au rayonnement:

¢ = quantité reflétée
¢+0o+U9=1 o= quantité absorbée
U = quantité transférée

¢, o. et O dépendent de la matiere et des
longueurs d'onde du rayonnement. Le
rayonnement des dissipateurs de chaleur
est principalement périphérique comme
le rayonnement entre les nervures est

pratiquement absorbé. Pour améliorer
I'émission de chaleur par rayonnement
avec une convection naturelle et une
haute température de surface, il est avan-
tageux d'anodiser noir le dissipateur de
chaleur, comme le coefficient de transfert
thermique dépend du milieu ambiant (air)
etdutype de surface du dissipateur et pas
de la matiere-méme du dissipateur.

Convection

La convection est I'’échange de chaleur
entre les liquides, les vapeurs ou les gaz
par mouvement moléculaire de corps
froids vers des corps chauds. La convec-
tion naturelle est causée par les différen-
ces de densité d'air résultant de tempéra-
tures différentes. Les couches d‘air prés
de la surface deviennent spécifiquement
plus légeres que les couches plus profon-
des a cause de la chaleur dégagée par les
ailettes du dissipateur de chaleur. Cela en-
traine une différence de pression statique
entre les couches et il en résulte un écou-
lement d’air vers le haut. Si les ailettes du
dissipateur de chaleur sont trop rappro-
chées, elles se chauffent réciproquement
et restreignent la convection naturelle. La
convection forcée (refroidissement forcé)
nécessite une source de convection sépa-
rée sous la forme d'un ventilateur. Pour
obtenir la convection optimale, les dissi-
pateurs de chaleur devraient étre autos-
tables et avoir des ailettes verticales.

Ecoulement laminaire

L'écoulement laminaire est un mouve-
ment de l'air en veines ou couches pa-
ralléles avec friction interne mais sans
turbulence.

Ecoulement turbulent
Au-dessus d'une vitesse appelée criti-
que, un écoulement laminaire devient un
écoulement turbulent ol des courants
d’air en sens contraire a l'écoulement
peuvent se développer.

Un écoulement turbulent est un facteur
important pour obtenir une bonne dis-
sipation thermique par convection. La
convection est plus importante que le
rayonnement dans la dissipation thermi-
que avec des dissipateurs de chaleur.

Transfert thermique

Avant que la chaleur puisse étre trans-
férée d'un dissipateur de chaleur a l'air
ambiant, une résistance thermique doit

www.seifert-electronic.de

étre surmontée. Cette résistance dépend
du coefficient thermique de la matiére et
de la surface de contact, ce qui signifie
que le transfert de chaleur n‘augmente
proportionnellement avec une surface
de contact plus grande mais qu'il est in-
fluencé par la construction des ailettes
du dissipateur de chaleur. Lefficacité des
ailettes diminue vers leurs extrémités
ou la chute de température diminue. On
peut améliorer la dissipation thermique
par convection en augmentant I'écoule-
ment d’air, en changeant sa direction et
en produisant une turbulence.
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Zuordnung PC-board Kiihlkorper - Gehdusebauformen
Allocation PC-board components — housing styles |

Kategorie Fiir Gehduse Typische Form Kategorie Fiir Gehéuse Typische Form
Category For housing Typical shape Category For housing Typical shape
Catégorie Pour hoitiers Form typique Catégorie Pour boitiers Form typique
Profil-Kiihlkdrper T0-3 Aufsteck-Kiihlkdrper T0-220
Extruded heat sinks T0-220 Clip on heat sinks T0-126/S0T-32
Dissipateurs extrudés T0-126/S0T-32 Dissipateur enfichable S0T-82

T0-218/S0T-93

T0-247

TOP-3 U-Profil-Kiihlkdrper T0-220

U-shaped heat sinks T0-126/S0T-32

Finger-Kiihlkdrper T0-3 Dissipateurs en U
Finned heat sinks T0-220
Dissipateurs de chaleur T0-126/S0T-32
a droigts T0-218/S0T-93
DruckguB-Kiihlkdrper T0-3
Die-cast heat sinks
Dissipateurs thermiques
moulés sous presson

T0-126/S0T-32 T0-3
Kategorie Von...bis Typ Seite Kategorie Von....bis Typ Seite
Category (K/W)  from...to Type Page Category (K/W) ~ from...to Type Page
Catégorie de...a Type Page Catégorie de...4 Type Page
Profil-Kiihlkdrper 38,5-36,0 KL-235 38 Profil-Kiihlkérper 7 KL-132 38
14,0- 9,0 KL-194 25
14,0- 9,0 KL-197 25 Finger-Kiihlkbrper 14,0 KL-155 36
12,0- 7,5 KL-224 31 12,0 KL-156 36
11,5- 7,0 KL-205 30 10,5 KL-157 36
10,5- 6,0 KL-207 30 9,0 KL-158 36
9,0- 5,5 KL-225 31 7,0 KL-150 35
8,2- 5,6 KL-196 25 6,0 KL-151 35
8,0- 7,0 KL-129 37 43 KL-152 35
6,2- 3,6 KL-195 25 3,2 KL-153 35
5,9- 3,4 KL-198 28
5,8-3,8 KL-108 41 DruckguB- 14,7-14,0 KL-175 34
5,5- 15 KL-437 40 Kiihlkdrper 12,6-12,0 KL-176 34
Finger-Kiihlkdrper 25,0 KL-162 23
24,0-25,0 KL-164 23
21,0-12,0 KL-105 21
21,0 KL-166 23
20,0-21,0 KL-168 23
18,0 KL-163 23
18,0-19,0 KL-165 23
15,0 KL-167 23 -
15,0-16,0 KL-169 23 S0T-82
Aufsteck- 60,0 KK-620 20 Kategorie Von...bis Typ Seite
Kiihlkorper 22,0 KK-632 20 Category (K/W)  from...to Type Page
Catégorie de...a Type Page
25,5-12,8 KL-109 21
U-Profil- 20,2-12,0 KL-105 21 Aufsteck- 60,0 KK-620 20
Kiihlkdrper 18,0 KL-112 21 Kiihlkdrper
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T0-220 T0-218, SOT-93
ga‘Egnrie Typ Seite
ategory Type Page
Catégorie Type Page T0-247
Profil-Kiihlkdrper 38,5-36,0 KL-235 38
14,0- 9,0 KL-194 25
14,0- 9,0 KL-197 25 -
13,9- 9,1 KL-210 29 TOP-3
12,0- 7,5 KL-224 31
11,5- 7,0 KL-205 30 Kategorie Von...bis Typ Seite
10,5- 6,0 KL-207 30 Category (K/W)  from...to Type Page
9.0- 55 KL-225 31 Catégorie de...a Type Page
8,2- 5,6 KL-196 25
8,0- 7,0 KL-129 37 Profil-Kiihlkdrper 14,0-9,0 KL-194 25
7,0- 4,0 KL-234 38 14,0-9,0 KL-197 25
6,2- 3,6 KL-195 25 13,9-9,1 KL-210 29
6,0- 3,0 KL-202 40 12,0-7,5 KL-224 31
5,9- 3,4 KL-198 28 11,5-7,0 KL-205 30
5,7- 3,8 KL-208 3] 10,5-6,0 KL-207 30
5,7- 3,8 KL-108 41 9,0-5,5 KL-225 31
5,5- 1,5 KL-437 40 8,2-5,6 KL-196 25
5,0- 3,0 KL-128 39 8,0-7,0 KL-129 37
4,3- 2,9 KL-107 3] 7,0-4,0 KL-234 38
4,0- 2,3 KL-127 39 6,2-3,6 KL-195 25
4,0- 2,3 KL-126 39 6,0-3,0 KL-202 40
3,9- 1,5 KL-230 39 5,9-3,4 KL-198 28
5,5-1,5 KL-437 40
Finger-Kiihlkdrper 25,0- 24,0 KL-162 23 5,0-3,0 KL-128 39
25,0 KL-164 23 4,3-2,9 KL-107 41
21,0-16,0 KL-110 24 4,0-2,3 KL-127 39
21,0-12,0 KL-105 21 4,0-2,3 KL-126 39
21,0 KL-166 23 3,915 KL-230 39
21,0- 20,0 KL-168 23
18,0 KL-163 23 Finger-Kiihlkdrper 25,0 KL-162 23
19,0-18,0 KL-165 23 25,0-24,0 KL-164 23
15,0 KL-167 23 21,0 KL-166 23
16,0- 15,0 KL-169 23 21,0-20,0 KL-168 23
18,0 KL-163 23
Aufsteck- 25,0 KK-630 20 19,0-18,0 KL-165 23
Kiihlkdrper 21,0 KK-633 20 15,0 KL-167 23
19,0- 18,0 KK-629 20 16,0-15,0 KL-169 23
U-Profil- 20,2-12,0 KL-105 21 Aufsteck- 19,0-17,0 KK-627 20
Kiihlkdrper 18,0 KL-112 21 Kiihlkdrper

17
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PCB Components I
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Aufsteckkiihlkorper | Chlip-on heat sinks |

o fiir Halbleiter im Plastikgehause

o for plastic-cased semiconductors
¢ pour semi-conducteurs dans boitiers plastique

www.seifert-electronic.de

25,4 °
20,3 o \\ )
KK-632 ¢ KK-633 .
© [
s 5 C==< 7
b A
S ==
i [E— i = s
- (] — ¥ p= g = — 2
1 [ I = . = )
= — = -
11,1 165
KK-629 %
4 max. 9,7 KK'620
»T« 025 | ‘
T T I TT
J I
2,9 1‘5
‘ 3
<
n
i ol .
| 3
[ } ]
H H 12 o
< \ ] 1,2 o
105 12 || S | o
15,5 7,6
1,2 22,6
KK-630
KK-627 25 7
o5 max. 9,7
4
IT T o -
0
. . S
- D ]
< N
N i 5 i
[
] u 1
¥ ‘ a 1.2 Typ Artikel-Nr. Material Oberflache Thermischer
12 o Widerstand (K/W)
16,5
KK-620 6200000 CuSn 6 swe 60
1,2 22,6
KK-629/sn 6290044 AlMg 3 sn 19
KK-629/sw 6290001 AlMg 3 sw 18
KK-627/sn 6270044 AlMg 3 sn 19
KK-627/sw 6270001 AlMg 3 sw 17
KK-630 6300001 AlMg 3 sw 25
KK-632 6320001 AlMg 3 sw 22
KK-633 6330001 AlMg 3 sw 21
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Kiihlkorper | Heat sinks |
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KL-105/35/sw
o fir Halbleiter im Plastikgehause KL-105/25/sw

o for plastic-cased semiconductors
¢ pour semi-conducteurs dans boitiers plastique

KL-105 sw

(fiir lie
gende Mont,
age . for flat mounting
* pour Montage 3
9€a play)

KL-105/50/sw
KL-105/32/sw (sn) Gefertigt aus Al 99, Oberfliche schwarz eloxiert, ge-
KL-105/29/sw (sn) eignet fir liegende bzw. stehende Montage von
Plastiktransistorenim TO-220 Gehause. Die Verrippun-
KL-105/20/sw genindenLangsseiten der Kiihlkorper ergeben bei je-

derEinbaulageimmer optimale thermische Werte. Die
TypenKL-105/29/sn,KL-105/32/sn,KL-164/sn,KL-165/sn,
KL-168/sn und KL-169/sn sind verzinnt und gut I6tbar.

Manufactured from Al 99 and black anodized, suit-
able for horizontal or vertical mounting of TO-220
plastic transistors. The ribbing in the sides of the heat

(
fiir Ste“e“de i O”tage - for up e} PUHOUHUHQ * Pour “lOHtage vert Cal)

Typ Artikel- | Lange | Abmes- | Material | Ober- |  Thermischer sinks ensures optimum thermal valuesin any position.
alb | Wi | e flache | Widerstand (K/W) | Ty 5o KL-105/29/sn, KL-105/32/sn, KL-164/sn, KL-165/sn,
KL-105/sw 1050341 | 35 AI995 | sw 15 KL-168/sn and KL-169/sn are tinned and easily solde-
KL-105/25/sw | 1051041 25 | M2,5 | Al99,5 | sw 22 rable.
KL-105/25/3,2/sw | 1051141 25 3,2 A1 99,5 sw 22
ﬁ}ggggng/ }ggg?ﬂ gg ';"23 :: ggg sw g} En Al 99, anodisé noir, destinés au montage a plat ou
- AW ’ ’ W vertical de transistors plastiques en boitiers TO-220.
KL-105/20/sw 10501417 20 AI99,5 | sw 21 Les nervures latérales du dissipateur, assurent quel
KL-105/29/sw 1050241 29 A1 99,5 sw 19 ; it —
KL-105/29/sn 1050243 | 29 Moes | s 202 que soit Ia.posmon de montage, un rendement ther
KL-105/32/sw 1050841 32 AI995 | sw 20,2 mique optimum. Les types KL-105/29/sn, KL-105/32/sn,
KL-105/32/sn 1050843 | 32 AI99,5 | sn 21 KL-164/sn, KL-165/sn, KL-168/sn et KL-169/sn est étamé
KL-105/50/sw 1053041 50 A1 99,5 sw 12 et bien brasable
KL-112/25/
A/B/C/sw
KL-109 e% 8 eqé 8 6,75 25
I L] A A N | [ T T T 7 T 1] I O |
© o ] x;\\ 1~ 9\ - afl -
e ¥ pas pas & pas
25 <L> I mll [ T T [ [T - [ T T T T 1 I I
= E 1 9 21 17 17
o s oM 1 o :; P 1 25 25 25
= 1o . KL-112/25/a/sw KL-112/25/b/sw  KL-112/25/c/sw
KL-109/25 sw Typ Artikel-Nr| Lange |Material |Oberflache] Thermischer
50 in mm Widerstand (K/W)
: KL-109/25/sw | 1090841 25 |AlI99,5 SW 25,5
o | f & 3 pM25 | KL-109/50/sw"| 1090241 50 |AI99,5 | sw 12,8
~ KL-109/1000/m | 1090900| 1000 | Al 99,5 m
KL-109/1000/sw| 1090901 | 1000 | Al 99,5 sw
5110 5 10 KL=112/257a/s | 1120100] 25 |AI995 | sw 18
KL-112/25/b/sw | 1120110 25 | Al 99,5 SW 18
KL-109/50 sw KL-112/25/c/sw | 1120150 25 | Al 99,5 sw 18

21
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1,5 3,3 1,2
I ST Jy i
o i
] N 1
1 a |
14 25 © ‘ ©
; | I
<
A 3,2
/d N
A\ J
L 1,8
=)
o & \
o A
o Pary KL-105/25/sw =M2,5
- A ! -
KL-105/25/3,2/sw = @32 5 KL-105/20/29/sw (sn)
Typ A B C D
KL-105/20/sw 24 13 17 24
KL-105/29/sw(sn) 27 16 20,5 33
1,5
)y - o
{ <
17 35
8
n | o
\ 3| o
,,{ A\ o
)
bl il
- N 22,5
| S KL-105/35/sw  =M3 ¢
\ KL-105/35/3,2/sw = @ 3,2 < KL-105/32/sw (sn)
35,1 12,7
16,6
35 ‘ ‘
Q,sfl | |
| |
min miN < | |
T T - ©
[ | |
27,5 @ ; & | |
[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]
(3 = !
> O = > s 229 25
L m Imu} T T Ir
T T T T
021147 KL-105/sw N Z
X\, KL105/50/sw

22
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@ SEIFERT
electronic
Kiihlkorper | Heat sinks |

o fiir Halbleiter im Plastikgehause
o for plastic-cased semiconductors
e pour semi-conducteurs

dans boitiers plastique

www.seifert-electronic.de

- Mit verzinnter Lotfahne

zum direkten Einloten auf
o der Leiterkarte fir liegen-
i de Montage

- With tinned solder lug for

L max.14,5
5N m
| ¥
) 8
<

f direct soldering flat to pcb
- Equipé d’une cosse a

13 souder étarnée pour le
soudage direct a plat des
_(H&d)_q: cartes de circuits impri-
KL-110 més (pcb).
L max.14,5 L A max.14,5
=~ N ~ ~
sEE | S g @
o
| | =
8 8
KL-110/sw KL-110 sw/vm
- Ohne Lotfahne - - Mit verzinnter Létfahne
- No solder lug - zum direkten Einléten auf
N i , o 7] B . der Leiterkarte flr stehen-
- N'est pas équipé de
N de Montage
cosses a souder
- With tinned solder lug for
Typ Artikel- Abmessung Material | Ober- Thermischer direct soldering upright
Nr. L A B flache | Widerstand (K/W) to pcb
KL-110/19/sw 1100100 19 1,2 A1 99,5 sw 21 _Eauiné d’ 3
KL-110/9/swhm | 1100110 | 19 12 | M995 | sw 21 Equipé d'une cosse a
KL-110A9/sw/vm | 1100150 | 19 6 1.2 | AI995 | sw 21 souder étarnée pour le
KL-110/19/sw/vm/9,5 | 1100155 19 9,5 1,2 A1 99,5 sw 21 soudage direct a la verti-
KL-110/19/0.5/5w | 1101100 | 19 05 | A5 | sw 21 cale des cartes de circuits
KL-110/19/0,5/sw/hm | 1101110 | 19 0,5 A1 99,5 sw 21 imprimés (pch).
KL-110/19/0,5/sw/vm | 1101150 19 6 0,5 Al 99,5 W 21
KL-110/38,1/sw 1100200 38,1 1,2 Al 99,5 W 16
KL-110/38,1/sw/hm 1100210 38,1 1,2 A1 99,5 sw 16
KL-110/38,1/sw/vm 1100250 38,1 6 1,2 A1 99,5 SW 16
KL-110/19/sw KL-110/19/sw/hm KL-110/19/sw/vm

Mit max. 14,5 mm Breite sehr schmale
Ausfiihrung bei minimalem Platzbe-
darf. Einfache Montage durch Aufschie-
ben. Die Klemmfederfunktion (1 und 2)
bewirkt einen festen Andruck zwischen
TO-220 Gehduse mit Befestigungs-
flansch und Kihlkorper (3). Optimaler
Warmelbergang durch gleichmaBigen
Andruck Uber die gesamte Kontakt-
flache. Glnstige Warmeableitung bei
jeder Montageart - liegend oder ste-
hend.

Very narrow components only 14,5
mm (max.) wide where space is at a
premium. Simple snap-on assembly.
The spring clips (1 and 2) provide firm
contact pressure between the TO-220
housing with connecting flange and
the heat sink. Even pressure over the
full contact area ensures optimal heat
transfer. Excellent heat dissipation in
any position - flat or upright.

Trés petits composants de 14,5 mm
(max.) de large seulement, utilisé ou
I'espace vaut de l'or. Assemblage a
encliquetage simple. Les pinces a res-
sort (1 et 2) assurent une pression de
contact ferme entre le logement du
TO-220, la bride de liaison et le dissipa-
teur de chaleur. Une pression uniforme
appliquée au dessus de toute la surface
de contact assure un transfert optimum
de chaleur. Une dissipation de chaleur
excellente dans toutes les positions: a
plat ou a la verticale.
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Kiihlkorper | Heat sinks | Dissipateurs de chaleur
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e mit Lotstiften
e with solder pins
e avec broches a solder

Gefertigt aus EN AW-6060 T66 — Oberfla-
che schwarz eloxiert - mit eingepref3ten,
gut I6tbaren Messinghiilsen. Oberflache
der Hilsen 2p unterkupfert und 6 ver-
zinnt. Geeignet fir stehende Montage.
Die sternférmige Rippenanordnung der
Halbleiterkiihler ergibt bei geringstem
Volumen eine maximale Oberflache.

Typ rtikel-Nr.,  Abmessung | Thermischer
L L1 |Widerstand (K/W)

25,4 14,0
25,4 14,0
25,4 14,0
25,4 14,0

38,1 | 25,4 11,0
38,1 | 25,4 11,0
38,1 11,0
38,1 11,0
Manufactured from EN AW-6060 T66

and black anodized with inserted easily
solderable hollow brass pins. The pins
have a 2u copper and 6y tinn coating.
Suitable for upright mounting. The heat
sinks star shaped extruded fins give the
maximum cooling surface for the mini-
mum size.

50,8 | 25,4 9,0
50,8 | 25,4 9,0
50,8 9,0
50,8 9,0

25,4 6,2
25,4 6,2
25,4 6,2
25,4 6,2

381 | 254 5,0
Réalisé en EN AW-6060 T66, anodisé noir, 38,1 | 254 5,0
les deux plots étamés de fixation sont gg
montés a force dans le profilé et assurent
un bon contact électrique. Les broches
a souder 2u Cu et 6y Etain. Congu tout
spécialement pour le montage vertical.
La forme du radiateur permet d’'obtenir
un rendement thermique optimum dans

un encombrement réduit.

38,1
38,1

Dissipateur de chaleur d haute performance

Hochleistungs-Kiihlkorper
High Performance heat sinks

50,8 | 25,4 4,2
50,8 | 25,4 4,2
50,8 4,2
50,8 4,2

63,5 | 25,4 3,6
63,5 | 25,4 3,6
63,5 3,6
63,5 3,6

25,4 8,2
25,4 8,2
25,4 8,2
25,4 8,2

33,5 7,0
33,5 7,0
33,5 7,0
33,5 7,0

50,8 6,2
50,8 6,2
50,8 6,2
50,8 6,2

63,5 5,6
63,5 5,6
5,6
5,6

Scheibenzellen-Kiihlung
Presspack cells cooling
Cellules presspack refroidissement

63,5
63,5

25,4 14,0
25,4 14,0
25,4 14,0
25,4 14,0

38,1 | 254 1,
38,1 | 25,4 1,
38,1 1,
38,1 1,

—
0
i=
[
Ke)
=]
N
el
=
=]
c
(]
(o))
(<
>
@
o
w

o
)
g8
ISR~
S 38
<
IS
S
PR
28
8 S
aa

50,8 | 25,4 9,0
50,8 | 25,4 9,0
9,0
9,0

50,8
50,8

25
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35
16,8
'\-;
X T
d ©
N7
[
KL-194, 195, 196, 197 ‘ 7
ohne Isolierringe o o
without insulation rings ‘ A _
sans rondelle isolante KL-194/197 N ol
A aER
i e
“ | |
74U-J 10,7 Ubk 32,5 (KL-194)
25.4 92,2 (KL-197)

8,75
10

58 KL-197
108

A % 1% ﬁm
o ‘
] | ¢ | | | |
| 5 : al
| | Rk ) 5 Pt -
S— L | o

23 +05
35,5

KL-196
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35
16,8
~ L
o
|
N
Cbn
i o)
KL-194i,
195i, 196i, 197i ‘ pe
mit Isolierring
. . . . . - T
(insulated, isolé) KL-194i/197i \\
par —
N - 5
o 3
< © £
@ S
) ‘ oY) ,§'
© 10.7 Isolierring ,g S 8
) . . . NS
insulation ring = S 'S
25 4 Rondelle isolante 'é % 3
@ 2,5 (KL-194) 58 =
@ 2,2 (KL-197) gEg
£e3
o &8
ks 852
58 . IIITAQ
KL-197i
10,8
45
26,1

12,7
+
|
!
]

=
U
§
4
b
L
S
g
3
g
o
RY
=
[}
&}

o
c
=
o
8
2%
E=
NS
3 S
2 8
T &
S ¢
@ a

L1

18,3

18
[

<
-
4 © 2]
@ Isolierring

insulation ring ) ‘
25,4 Rondelle isolante
@ 15 .
@25 Isolierring
16,5 insulation ring
X > Rondelle isolante
KL-195i 2300 ‘ e
35,5 |
KL-196i
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Typ Artikel-Nr. Abmessung Thermischer KL-198
L L1 Widerstand (K/W)
25,4 5,9
25,4 5,9
25,4 5,9
25,4 5,9
38,1 25,4 4,7
38,1 25,4 4,7
38,1 4,7
38,1 4,7
<
50,8 25,4 3,9 &
50,8 25,4 3,9
50,8 3,9
50,8 3,9
63,5 25,4 3.4
63,5 25,4 3,4
63,5 3.4
63,5 3.4 ‘ ‘ ‘

I |
‘ |
\ pr
©
1oy 0
‘lv_s. )
< L&
25,4 32,2
Passende Montageclips/
suitable mounting clips/
clips de montage conformes:
Typ Artikel-Nr.
KC-195 1959000 i
KC-205 2059000 @ Isolierring
insulation ring
25,4 Rondelle isolante
92,2

28



KL-210
35
1 1
ra
- ' A\

18,3

Ty
/T\_,

Rondelle isolante

© !solierr_ing ]
o insulation ring
254 925

www.seifert-electronic.de

Passende Montageclips/
suitable mounting clips/
clips de montage conformes:

Art.-Nr.
Type | Part no.
KC-194|1949000

Typ Art.-Nr. | Abmessung L Thermischer
Widerstand (K/W)
25,4 13,9
25,4 13,9
25,4 13,9
25,4 13,9
38,1 1,1
38,1 1,1
38,1 1,1
38,1 1,1
50,8 9,1
50,8 9,1
50,8 9,1
50,8 9,1

Gefertigt aus EN AW-6060 T66 — Ober-
fliche schwarz eloxiert — mit einge-
prelten, gut I6tbaren Messinghilsen.
Oberflache der Hiilsen 2u unterkupfert
und 6y verzinnt. Geeignet fiir stehende
Montage von Plastiktransistoren im TO-
218, TO-126, TO-247, TO-220 und Multi-
watt-Gehause.

Manufactured from EN AW-6060 T66
and black anodized with inserted easily
solderable hollow brass pins. The pins
have a 2u copper and 6y tinn coating.
Suitable for upright mounting of TO-
218, TO-126, TO-247, TO-220 and Multi-
watt plastic transistors.

Fabriquée en ENAW-6060 T66 — Surface
noire anodisée — avec douilles en laiton
enfoncées et faciles a souder. Surface
des douilles précuivrée 2 u et étamée
6 . Convient pour le montage vertical
de transistors plastiques dans TO-218,
TO-126, TO-247, TO-220 et le boitier
multiwatt.
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Dissipateur de chaleur d haute performance

Hochleistungs-Kiihlkorper
High Performance heat sinks
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@ SEIFERT
electronic
Kiihlkorper | Heat sinks |

e mit Montageclip DBGM 90.04.9039

e with mounting clip DBGM 90.04.9039

e avec clip de montage DBGM 90.04.9039

www.seifert-electronic.de

16,2

[E

IE

T

KL-205

Fir stehende (einl6tbare) und liegen-
de Montage. Gefertig aus EN AW-6060
T66 — Oberflache schwarz eloxiert. Bei
Ausfiihrung “v” mit eingepref3ten, gut
I6tbaren Messinghiilsen. Oberflache
der Hilsen 2 unterkupfert und 6y ver-
zinnt, bei Ausfiihrung “i” mit Isolierrin-
gen.

insulation ring @ ‘
Rondelle isolante ™
KL-205/ v /i I

222

For upright (soldered) or flat mounting.
Manufactured from EN AW-6060 T66 -
surface black anodized. “v” version with
inserted easily solderable hollow brass
pins. The pins have a 2u copper and a
6 tinn coating, “i” version with insula-
tion rings.

= Fan) SN i
< A ¢ —37¢
S 1A T
17,8 32
32
L L L Il L L
T I
& |
S | i
- —
) _ ) |
[} «
e ©
‘ \
< L ‘ < I
KL-205 /v G522 KL-207 / v 922
Isolierring ’/#\/‘/‘P\/‘

Isolierring
insulation ring
Rondelle isolante

KL-207 /v /i
222

KL-207

Pour un montage vertical (soudé) ou
horizontal. Finition EN AW-6060 T66
- surface oxydée noire. La version “v”
posseéde des goupilles creuses en lai-
ton facilement soudables. Les goupilles
sont enrobées de 2u de Cu et 6 d’Etain.
La version “i” avec goupille isolante.
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16,2

1,1
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|
\
Q
AN A
B o> £
kVq> N §
- - Ty gL
5
P £<3
] i =§°S
o © 555
SES
28 S
| | g5¢
‘ ( < ‘ 352
< KL-2247v 1 KL-225 /v IIQ
92,2 02,2
m;Lq]J ‘ Lq])‘\ Isolierring \/Y/\
| KL-224 /v /i insulation ring
\ Rondelle isolante | ‘ | Isolierring
) . insulation rin
@22 m""p KL-225/v /i Rondelle islolgnte
KL-224 KL-225 @22
=
Typ Artikel- | Abmessung | Thermischer Typ Artikel- | Abmessung | Thermischer %
Nr. L L1 |Widerstand (K/W) Nr. L L1 |Widerstand (K/W) g’ &
o9
25,4 1,5 25,4 12,0 5%
25.4 115 25.4 12,0 c 8%
25,4 11,5 25,4 12,0 T2 &
38,1 | 25,4 9,0 38,1 25,4 9,5 SR8
38,1254 9,0 38,1| 25,4 9,5 S g2
38,1 | 25,4 9,0 38,1 25,4 9,5 i &
50,8 | 25,4 7,0 50,8 | 25,4 7,5
50,8 | 25,4 7,0 50,8 | 25,4 7,5
50,8 | 25,4 7,0 50,8 | 25,4 7,5
25,4 10,5 25,4 9,0
25,4 10,5 25,4 9,0
25,4 10,5 25,4 9,0
38,1 25,4 8,0 38,1 | 25,4 7,0
38,1 | 25,4 8,0 38,1 | 25,4 7,0
38,1254 8,0 38,1 | 25,4 7,0
50,8 | 25,4 6,0 50,8 | 25,4 55
50,8 | 25,4 6,0 50,8 | 25,4 55
50,8 | 25,4 6,0 50,8 | 25,4 55
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Edelstahl Montageclips | Mounting clips (stainless steel) | Clips des monatge (inox)
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37,3
0
o _ ‘ -
32,3 KC-194
[} N
~ ~
17° ‘
\ 2,5 o
—— (3]
8‘ 11,8 bis (to) 12,5
KC-199

KC-195

1,4
bis (to)
1,6

11,5 bis (to) 12

45,5

KC--205

9,5

M4

KC-196 Yavari

\iz;»‘ KC--225

16,4

Y

KC-196/T0O-220

Nl
le] ©
)|
w]  KC-196/SOT-32
13,5 <
17,5
Typ Artikel-Nr. Anwendung

KL-194, KL-197
KL-195, KL-198
KL-196
KL-196
KL-196
70-220 (t=1-2 mm)
KL-198, KL-205, KL-207, KL-224
KL-195, KL-225
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KC-220/KC-247/KC-264

20,6

10 15 20
KC-220 KC-247 KC-264
Typ Artikel-Nr. Anwendung
KC-220 2209000 KL-126, KL-127
KC-247 2479000 KL-126, KL-127
KC-264 2649000 KL-126, KL-127

Die rationelle Clipl6sung fir viele Halbleiter-Gehdusebauformen.

Schnell

Der Clipvorgang ermdglicht
eine bis zu 5 mal schnellere
Montage als mit herkdmmli-
cher Technik. Weiterer Vorteil:
Die Bauteile kénnen jederzeit
auch schnell demontiert oder
gewechselt werden.

Sicher

Durch die auf die Mitte des
Halbleiterswirkende Clip-Kraft
werden Biege- und Scherwir-
kungen, die einen Verzug und
damit die Abldsung der Halb-
leiterkomponenten von der
Basis hervorrufen, vermieden.

e Lieferbar in drei Clip-Breiten fiir TO-220, TO-247, TO-264, etc.
¢ Clipnuten natdrlich auch fiir kundenspezifische Profile.

The efficient clip-on solution for many semiconductor housing designs.

Quick

The clip-on method makes
it possible to mount com-
ponents five times as fast as
with traditional mounting
processes. Further benefits:
The components can also be
quickly removed or replaced
whenever desired.

Safe

Due to the clip force acting
on the center of the semicon-
ductor bending and shearing
effects are avoided that might
cause warping and thus de-
tach the semiconductor com-
ponents from the substrate.

* The clips come in three different widths for TO-220, TO-247, TO-264 etc.
¢ Clip grooves of course also available for client-specific profiles.

L'agrafage rationnel pour de nombreuses formes de boitier pour semi-conducteurs.

Rapide

L'agrafage par clip permet un
montage qui est 5 fois plus ra-
pide que les techniques tradi-
tionnelles. Un autre avantage:
les composants peuvent étre
démontés ou remplacés rapi-
dement a tout moment.

Sar

La force de l'agrafe agissant
au milieu du semi-conducteur
permet d'éviter les effets de
pliage et de cisaillement qui
provoquent une déformation
et qui font par la suite que les
composants du semi-conduc-
teur se détachent de la base.

¢ Disponible en trois largeurs d'agrafe pour TO-220, TO-247, TO-264etc.
¢ Rainures d'agrafage également possibles pour les profilés spécifiques du client.

www.seifert-electronic.de

v
T

Kostenglinstig Die Herstellung von

Costefficient

Bon marché

Bohrungen oder Ge-
winden entféllt, der
Clip ersetzt Montage-
material wie Schrau-
ben, Muttern, Feder-
ringe, lIsolierbuchsen,
etc.

There is no need for
drilling or tapping
threads, the clip makes
redundant attachment
items such as bolts,
nuts, circlips, insulating
bushes and the like.

La réalisation de per-
cages et de filetages
n‘est plus nécessaire,
I'agrafe remplace le
matériel de montage
tel que vis, écrous,
rondelles  élastiques,
douilles isolantes etc.
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Kiihlkorper | Heat sinks |

e Aluminium-Druckguss-Aufsatzkiihlkorper

e die-cast-top assembly

¢ par moulage aluminium sous pression-

Dissipateurs de chaleur additionnels

77

www.seifert-electronic.de

n
= o JUs, UL 3
[} o
2 | %
Q22
024
KL-175 + 176
~ N
N i
Typ Artikel-Nr.| Material | Ober- [Abmes-| Thermischer
fliche | sung H | Widerstand(K/W)
KL-175/m | 1750000 |AISi 12 Cu3| m 12,7 14,7
KL-175/swl | 1750001 |AISi 12 Cu3| swl 12,7 14,0
KL-176/m | 1760000 |AISi12Cu3| m 19,1 12,6
KL-176/swl| 1760001 |AISi 12 Cu3| swl 19,1 12,0

Oberflache bei Variante m metallisch
blank, bei Ausfihrung swl schwarz
matt einbrennlackiert.

Bei den Kuhlkdrpern der Serie KL-175
und 176 entspricht die Grundflache des
Kihlkorpers der des TO-3 Gehduses; es
ist daher kein zuséatzlicher Platzbedarf
fir den Kihlkorper erforderlich. Zur
Verbesserung des Warmewiderstandes
und des elektrischen Kontaktes ist die
Aufsatzflache bei allen Typen des Kiihl-
korpers metallisch blank.

Version m has a bright metallic surface
finish. Version swl has a mat-black stove
enamelled finish.

The mounting surface of the KL-175 and
176 series heat sinks is the same size as
the base of the TO-3 housing and no ex-
tra space is taken up. To improve ther-
mal resistance and electrical contact all
heat sinks in this series have a bright
metallic contact surface.

Etat de surface: métallique nu pour
variante m, noir mat laquée au four
pour variante swl.

La base des dissipateurs de la série KL-
175 et 176, correspondant a celle du boi-
tier TO-3, sans encombrement supplé-
mentaire. Pour une meilleure résistance
thermique et du contact électrique, la
surface de contact de ce dissipateurs
est uniforme.
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Fingerkiihlkorper | Finned heat sinks | Dissipateurs de chaleurs a doigts
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KL-151

KL-150 + 151 KL-152 + 153

2,5
2,5

Dissipateur de chaleur d haute performance

Hochleistungs-Kiihlkorper
High Performance heat sinks

64
48,6

Frf

|:| —
3 g
48,6 o §
5 s
@8
g<e
ERE
K& 8
Typ Artikel-Nr. | Material | Ober- Lochbild Abmes- Thermischer
flache sung H| Widerstand(K/W)
Al 99,5 sw T0-3 12,5 7,0 i§

Al 99,5 sw | T0-3/9/32/66 | 12,5 7,0 28y
S
Al 99,5 sw T0-3 25,4 6,0 o g8
AI199,5 | sw | T0-3/9/32/66 | 25,4 6,0 53 S
[T
A995 | sw 10-3 23 43 2g €
Al 99,5 sw | T0-3/9/32/66 23 4,3 83§
w v un

Al 99,5 sw T0-3 32 3,2

Al 99,5 sw | T0-3/9/32/66 32 3,2
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41,3

KL-157

KL-155-158

¢ SerienmaBige Lochstellung

e Standard hole positions
e Perforation en série
TO-3
30,1
23
16,9
13
15 I:lJ:l z
)
o)
| N S 2 S
(T o) )
T03/9/32/66 3 ¥ 1D Sra ﬁé&ﬁ
N AN
3,6 Y
41,3
*KL-152 + 153: @ 5
Typ Artikel-Nr. | Material | Ober- Lochbild Abmes-|  Thermischer
flache sung H| Widerstand(K/W)
KL-155/3/9/32/66/sw | 1550031 A1 99,5 sw T0-3/9/32/66 | 12,7 14,0
KL-156/3/9/32/66/sw | 1560031 | Al 99,5 sw | T0-3/9/32/66 | 19,1 12,0
KL-157/3/9/32/66/sw | 1570031 A1 99,5 sw T0-3/9/32/66 | 25,4 10,5
KL-158/3/9/32/66/sw | 1580031 | Al 99,5 sw | T0-3/9/32/66 | 31,8 9,0
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Profilkiihlkorper | Extruded heat sinks |
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KL-116 AT
Q 3¢ &
| sl
1
32
@32
[
[y]
Y
0 1
) | %
S N g 8
Typ Artikel-Nr. | Linge |Oberfliche| Thermischer | LA
in mm Widerstand (K/W) Y N
KL-116/30/sw | 1160801 | 30 sw 13,9 a5 23
Dioden-Kiihlkorper Diode Heat Sink Dissipateurs Diodes

Der Halbleiter-Kiihlkdrper ermdglicht
den waagerechten Einbau von Zener-
Dioden und Thyristoren auf gedrucken
Schaltungen bei einer Bauhdhe von nur
20 mm.

With this type of semiconductor heat
sink Zener diodes and thyristors can be
horizontally mounted on PCB’s. Overall
height only 20 mm.

Le dissipateur de chaleur pour semi-
conducteurs, permet le montage
horizontal de diodes Zener et de Thy-
ristors sur des circuits imprimés, avec
un encombrement maxi de 20 mm en

hauteur.
12
m_ W o KL-129
c ‘ o
I
T
29
I T o
© 7
N |9 TO-220 2 ~
5 o : ~
0 v
& 9 .
© B :
0
r‘?;’; 375 50 75 100m'1125 150 175 200
/J
—:_‘J < TO-220
wn <
5 3 . A SOT-32
i
m
U
| Typ Artikel- | Ldnge | Lochbild | Oberflache
\ Nr. in mm
rq;;} KL-129/18,75/220/m 1290800 | 18,75 T0-220 m
KL-129/37,5/220/m 1290100 | 37,5 T0-220 m
o AT T0-32 KL-129/37,5/32/sw | 1200131| 37.5 | T0-32 sw
®| © 9 o KL-129/37,5/32/220/sw [ 1290151 | 37,5 | T0-32/220 sw
i HHEe
(e}
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KL-234 ~
o
TO-220 ®
TOP-3 245
K/W KL-234
8
7
21\
4
3 \\
2
1
0
375 50 75 100 125 150 175 200
mm
o = | |
©
10,6 r
12 ﬁ\M3
KL-235 M3 N
M3 N/ &
\NF/ o
NI
b 2
SOT 328 SOT 32 TO-220
29
o
KL-132 )
26
50
KIW KL-132 Typ Artikel- _Liinge Lochbild | Oberflache _Thermischer
8 Nr. in mm Widerstand (K/W)
7
6 1N KL-235/15/S0T 32/sw | 2350741| 15 SOT 32 sw 38,5
5 ™ KL-235/25/T0-220/sw | 2350811 | 25 T0-220 sw 36
4 KL-235/25/S0T 32/sw | 2350841 | 25 SOT 32 sw 36
3 —
2 KL-132/37,5/3/sw 1320111 37,5 T0-3 sw
:; KL-132/37,5/3/9/32/66/sw | 1320131| 37,5 |T0-3/9/32/66 sw

37,5 50 75 100 125 150 175 200
mm
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KL-437
K/W KL-437
8
7
6
5 N
4 AN N
3 \‘
2 \‘
1
0 g
37,5 50 75 100 125 150 175 200 N
mm
[ee] N
~ ¢ ©
} M3
8
325
KL-236 ’
K/wW KL-236 g1’4
24
20
YA\
12 \\
N\,
8 \ ©
4 N T
k Y
375 50 75 100 125 150 175 200 A\
mm © U ey
(]
16
KL-202
|§/w KL-202 1 13,8
7
6
51N
’ NG S
3 2,5
—} -]
2 o3|
1
0
375 50 75 100 125 150 175 200
mm 29,6
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Warmeleit- und Isolierprodukte
Heat transfer and insulation products

Transfert de chaleur et produits isolants
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Siliconhaltige Warmeleitpaste | Silicon thermal transfer compound |

Die Warmeleitpaste KF-400 ist eine bis
zu 200°C hitzebestandige, vaselinearti-
ge Paste mit guter Warmeleitfahigkeit.
Sie ist bei hohem Reinheitsgrad che-
misch neutral und konsistenzbestandig
bei hohen und niedrigen Temperatu-
ren. KF-400 gleicht fir den Warmefluss
alle Unebenheiten innerhalb der Beriih-
rungsflache zwischen Halbleiter und
Kihlkorper aus und sichert damit bei
laufender Fertigung gleichbleibende
Warmelibergangszahlen.

Physikalische Eigenschaften

Aussehen: weild

Dichte bei 25°C: 2,3 g/cm?

Konsistenz: vaselineartig, nicht thixotrop

Tropfpunkt: tber 260°C Typ | Artikel-Nr. | Verpackungseinheiten

Warmefestigkeit: nach 4h bei 200°C an senkrechter Packing
Flache kein Ausbluten Emballage

Warmeleitfahigkeit: ~ 0,6 W/mK bei 20°C KF-400| 4003500 35¢

Fliichtiges: nach 4h bei 200°C unter 0,5% KF-400 | 4005000 500g

Durchschlagsfestigkeit: 6,0 kV/mm

Saurezahl: unter 0,01 mg KOH/g

Lagerfahigkeit:

The KF-400 heat conduction paste is
a vaseline type paste, which is heat
resistant up to 200°C, with good heat
conduction properties. Due to its high
purity and chemical neutrality it main-
tains consistency at both high and low
temperatures. KF-400 compensates for
any inconsistencies in the contact sur-
faces between the semiconductor and
heat sink, with respect to heat flow,
and ensures the production of constant
heat transfer values.

La pate de dérivation de chaleur KF-400
est une graisse semblable a la vaseline,
résistant a 200°C et de haute conducti-
bilité thermique. D'un degré de pureté
élevé, elle est chimiquement neutre,
restant consistante a hautes et basses
températures. KF-400 compense les
aspérités de surface dans la zone de
contact entre semi-conducteur et dissi-
pateur de chaleur, assurant un échange
thermique constant.

unbegrenzt haltbar

Verarbeitbar bis: -45°C
Erstarrungspunkt: -70°C
Physical properties Propriétés physiques
Appearance: white Aspect: blanc
Density at 25°C: 2,3 g/cm? Densité a 25°C: 2,3 g/cm?
Consistency: vaseline type, non-thixotropic Consistance: genre vaseline, non-thixotrope
Melting point: over 260°C Point de liquéfaction: au-dessus de 260°C
Heat resistance: after 4h at 200°Con a Résistance a la chaleur:  aprés 4h a 200°C sur

vertical surface no bleeding

Thermal conductivity:
Volatility (vaporization):

Dielectric strength: 6,0 kV/mm

~ 0,6 W/mK at 20°C
after 4h at 200°C less than 0,5%

Volatilité:

Tension de claquage:

surface verticale, aucun suintement

Conductibilité thermique: ~ 0,6 W/mK avec 20°C

apres 4h a 200°C inférieure 0,5%
6,5 kV/mm

Acid value: less than 0,01 mg KOH/g Acidité: inférieure a 0,01 mg KOH/g
Storage life: unlimited Stockage: se conserve indéfiniment
Machinable up to: -45°C Machinable jusqu’a: -45°C

Solidification point: -70°C Point de solidification: - 70°C
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Siliconfreie Warmeleitpaste | Silicone-free heat-conductive paste |

Seifert KF-401 ist eine siliconfreie
Warmeleitpaste, die die Probleme der
Verunreinigung und Wanderung von
siliconhaltigen Produkten in die Umge-
bung |6st. Die homogene, synthetische
Warmeleitpaste KF-401 gewadhrleistet
eine schnelle und effiziente Warmelei-
tung. Sie ist vertraglich mit Metall- und
Kunststoffkomponenten, verunreinigt
Lotbader nicht und hat eine auBerge-
wohnlich niedrige  Ausblutungs- und
Verdampfungsrate.

Physikalische Eigenschaften

Seifert KF-401 is a silicon-free heat-
conductive paste which serves to solve
the problems associated with silicone-
containing products that may contami-
nate the environment. The homogene-
ous synthetic heat-conductive paste
KF-401 enables heat to be transferred
quickly and efficiently. It is compatible
with metal and plastic components,
does not contaminate soldering baths
and offers an extraordinary low bleed-
ing and evaporation rate.

Seifert KF-401 est une pate de conduc-
tivité thermique sans silicone qui résout
les problémes de la contamination et
de la migration dans I'environnement
de produits contenant de la silicone. La
pate de conductivité thermique homo-
gene KF-401 garantit une conductivité
thermique rapide et efficiente. Elle est
compatible avec les composants métal-
liques et synthétiques, ne contamine
pas les bains de soudure et se carac-
térise par un taux d'écoulement et de
vaporisation extrémement bas.

Aussehen: weild

Dichte bei 25°C: 2,7 g/cm?

Viskositat: 2 bis 10 g/min.
Ausblutung: bei 200°C 0,1% Gewicht

Warmeleitfahigkeit:
Durchschlagsfestigkeit:
Lagerfahigkeit:
Verarbeitbar bis:

Max. Arbeitstemperatur:

Physical properties

Appearance:

Density at 25°C:
Viscosity:

Bleeding:

Thermal conductivity:
Dielectric strength:
Storage life:
Machinable up to:
Maximum working
temperature:

~ 0,7 W/mK bei 20°C
12 kV/mm
unbegrenzt haltbar
-45°C

200°C

white

2,7 g/cm?

2to 10 g/min.

0.1 % of weight at 200 °C
~0,7 W/mK at 20°C

12 kV/mm

unlimited

-45°C

200°C

Typ | Artikel-Nr. | Verpackungseinheiten

Packing
Emballage

KF-401| 4013500 35¢
KF-401| 4015000 500g

Propriétés physiques

Aspect:

Densité a 25°C:

Viscosité:

Résistance thermique :
Conductibilité thermique:
Tension de claquage:
Stockage:

Machinable jusqu’a:
Température

de travail max.:

blanc

2,7 g/cm?

22a10g/min.

a200°C 0,1% poids

~ 0,7 W/mK avec 20°C

12 kV/mm

se conserve indéfiniment
—45°C

200°C

45
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Transistor-Isolierscheiben Kapton | Transistor insulation washers in Kapton |

30,2
J“ KU-750/TO 3
92
¥ T
Q A\
° o N
@ 2 (J Typ | Artikel-Nr.
D KU-750 | 7500000
KU-752 | 7520000
KU-753 | 7530000
KU-754 | 7540000
KU-755 | 7550000
\ 17 KU-756 | 7560000
43
Technische Werte des Kapton
Dichte: 1,42 g/cm?
Temperaturleitfahigkeitskoeffizient: 3,72x10* cal
cmx sec x K
Thermischer Widerstand bei KU-750: 0,8 K/W
Temperaturbereich: - 55 bis + 180 °C
Flammbarkeit: selbstverloschend
Schrumpfung bei 250 °C: 0,3% in 30 Minuten
Zugfestigkeit (Langsrichtung): 1800 kg/cm?
Elastizitatsgrenze: 700 kg/cm?
Einreilfestigkeit: 20.000 g/mm
Kurzzeit-Durchschlagfestigkeit bei 60 Hz: 280 KV/mm
Dielektrizitatszahl bei 1 kHz: 35
Kapton Specifications
Density: 1,42 g/cm?
Heat transfer coefficient: 3,72x10* cal___
cm x secx K
Thermal resistance with KU-750: 0,8 K/W
Temperature range: -55to+ 180 °C
Flammability: self-extinguishing
Shrinkage at 250 °C: 0,3% in 30 min
Tensile strength (longitudinal): 1800 kg/cm?
Elastic limit: 700 kg/cm?
Scratch-resistance: 20.000 g/mm
Short-time breakdown voltage at 60 Hz: 280 KV/mm
Dielectric number at 1 kHz: 3,5
Caractéristiques technigues du Kapton
Densité: 1,42 g/cm?
Coefficient de conductibilité thermique: 3,72x10* cal_
cm x sec x K
Résistante thermique du KU-750: 0,8 K/W
Température de fonctionnement. -55a+180°C
Inflammabilité: auto-extinguible
Rétréin a 250 °C: 0,3% en 30 min
Résistante a la traction (sens longueur): 1800 kg/cm?
Limite d'élasticité: 700 kg/cm?
Limite de déchirure: 20.000 g/mm
Limite de tension d'udement 60 Hz: 280 KV/mm
nombre diélectrique a 1 kHz: 3,5

Die Transistor-Isolierscheiben der Serie
KU-750 aus bruchfestem, hochwarme-
leitendem, 50u starkem Kapton sind
die zweckmaBigen Alternativen fir die
bruchempfindlichen Glimmerscheiben.
Zusammen mit den Isolierbuchsen
(S. 48) ist eine optimale Halbleitermon-
tage gewabhrleistet.

The series KU-750 transistor insulation
washers made from unbreakable high
heat-conductive, 50u thick Kapton are
the practical alternatives to the more
fragile mica washers.

Used together with the insulation bush-
es (p. 48), they provide an optimal semi-
conductor assembly.

KU-752/TOP-3

S T -

15

20,5

KU-753/T0-220
= =—O
4

18

N KU-754/TOP-66

Q

5,3

18

| KU-755/SOT-32

25,5

KU-756/DO-4

215

Les embases isolantes pour transistors
Série KU-750, réalisées dans un maté-
riau incassable, a bonne conductibilité
thermique, en Kapton de 50u d'epais-
seur, remplacent avantageusement les
plaques Mica cassantes.

Avec les douilles d'isolation (p. 48) elles
garantissent un montage idéal des se-
mi-conducteurs.
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Aluminiumoxyd-Unterlegscheiben | Aluminium-oxide washers |
Rondelles intercalaires en oxyde d'aluminium

Composants pour circuits imprimés

]
Y
c
@
=
o
e
o
=
©
]
e
G}
a

PCB Components

%
g c
13,1 g § ~§
¥ FEE:
0,8 I3
2E5
4 T ﬂ B TEs
G5 555
/ » . 3t
@ <
o - (] o TS§
v 1% NI g . Est
/\ ST
\\/ 18 t=1,5 mm
KU-904/TO-220
30,1
t=3,0 mm %
=
40,5 = s
[} i
293
0 SR
KU-902/TO-3 258
588
@6,5 ‘ 2T Qq
I
§
S
5
0 g
| S e (O -
| o S 3
o - )\@C st
L3 =85
) N 2s8
/4 a8 S
> o § S
3,7 < 5,5 ER
2L 3
11 t=1,5mm @ 20,1 t=1,5mm 20,5 t=1,5 mm T8
358
IIQ
KU-903/SOT-32 KU-905/DO-5 KU-907/TOP-3/TO-247
Technische Werte des verwendeten Materials |
1. Durchschlagfestigkeit bei 50 Hz (Effektivwert) 200-250 KV/cm
2. Spezifischer Durchgangswiderstand bei 50 Hz und 20°C 10“Qcm
3. Dielektrischer Verlustfaktor bei 20°Cin 103
bei 50 Hz 0,5
bei 1 MHz 0,1-0,2 ) T
bei 10 MHz 0,1-0,4 o™
bei 1000 MHz 0,15-0,6
bei 5000 MHz 0,12-0,5 0
4. Dielektrizitats-Zahl (relativ) ca.9,5 g
Technical Data Material 25 t=3,0mm E %
1. Breakdown voltage at 50 Hz (effective value) 200-250 KV/cm & %
2. Specific volume resistance at 50 Hz and 20°C 10" Qcm % 2
3. Dielectric loss factor at 20°Ciin 103 KU-909/TOP-3/TO-247 g g
at 50 Hz 0,5 238
at 1 MHz 0,1-0,2 < g
at 10 MHz 0,1-0,4 e
at 1000 MHz 0,15-0,6
at 5000 MHz 0,12-0,5
4. Dielectric number (relative) abt.9,5
E
Caractéristiques techniques du matériau 2Ly
N ] = g
1. Teln}Je en tension a 50 .Hz ’(\{al. eff?ctlve) 200-250 KV/cm Typ |Artikel-Nr.| Thermischer S S
2. Résistance specifique intérieure a 50 Hz et 20°C 10" Qcm Widerstand (K/W) 28
3. Facteur de perte diélectrique 20°Cen 103 =3 §
a 50 Hz 0,5 0,3 S § g
4 1 MHz 01-0,2 0,4 288
4 10 MHz 0,1-0,4 0.4 3383
a 1000  MHz 0,15-0,6 0,4
4 5000 MHz 0,12-0,5 0,3
4. nombre diélectrique (relative) env.9,5 0.3
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Isolierkappen und -buchsen | Insulation caps and bushes |

Isolierbuchsen

Material: PCT CG 923
selbstverldschend nach UL 94 V-0
Temperaturbereich: -65°C bis +290°C

Typ Artikel-Nr.

KM-330/3 | 3303000

Isolierkappen

Die Isolierkappe wird zur Isolation von
freiliegend montierten Transistoren im
Gehduse TO-3 bendtigt. Der selbstta-
tige Ausgleich der unterschiedlichen
Flanschhéhen wird durch eingeprefte
Ausgleichsbuchsen aus Aluminium ge-
wahrleistet.

Technische Daten
Material:
Flammbarkeit:

PBTB 841 FR

o7, 29,3
23,1 @ 3,96
<
o =\ N
- :‘ - -
Typ Artikel-Nr. 239
) 26,3
KU-790 | 7900000
KU-791 7910000
KU-792 | 7920000 KU-790 KU-791

Insulation bushes

Material: PCT CG 923
self-extinguishing acc. UL 94 V-0
Temperature range: -65°C bis +290°C

8,2

23,2

30,2

29,4

KM-330/3

Insulation caps

The insulation cap is used for the insula-
tion of bare transistors in TO-3 cases.
The automatic compensation of flange
height variations is ensured by pressed-
in compensation bushes made from
aluminium.

selbstverloschend nach UL 94 V-0

Temperaturbereich: -65°C bis +180°C
Technical data
Material: PBTB 841 FR

Flammability:
Temperature range:

Caractéristiques techniques

Matiere: PBTB 841 FR
Inflammabilité:
Température de
Fonctionnement:

self-extinguishing acc. to UL 94 V-0
-65°C bis +180°C

Auto-extinguible UL 94 V-0

-65°C bis +180°C

4,2

D 2,6

23,2

2,2

KU-792

Douilles d'isolation

Matiere: PCT CG 923
auto-extinguible UL 94 V-0
Température de Fonctionnement:
-65°C bis +290°C

Capotisolant

Le capot isolant est utilisé pour l'iso-
lation de transistors en boitiers TO-3.
L'autocompensation des diverses épais-
seurs des flasques de fixation, est assu-
rée par des douilles de compensation
en Aluminium.
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Lochbilder | Hole patterns |

o fir Halbleiter im Metallgehause
o for metal-cased semiconductors
¢ pour semi-conducteurs dans boitiers métal

TO-3 TO-3 bei 37,5 mm
Ozz langen Kihlkorpern
215 7 ( /
g53 | | | | TO-3 for 37,5 mm
2 - 75 long heat sinks
Q.
& ;
=z a S < TO-3437,5 mm
O 0 & ’PM de longueur de dissipateurs
-2 &
-0 2
S0 —
30,2 22
\ \ \ \
Kombilochung Kombilochung
TO-3/9/32/66 TO-3/9/32/66

bei 37,5 mm langen
Kuhlkérpern

T
L~

Combined hole pattern

TO-3/9/32/66
L i Combined hole pattern
36 “| Perforation combinée TO-3/9/32/66
R e T TO-3/9/32/66 for 37,5 mm long
! INA ] heat sinks
o |5 1[0
< 1 ‘ 10 ‘ Perforation combinée
= TO-3/9/32/66
30,1 4 37,5 mm longueur
> \ de dissipateurs

¢ Ohne Halbleiterlochbild = ohne Seitenlochung
¢ No semiconductor hole pattern = no holes on sides
e Aucun pergage pour semiconducteur = pas de trous sur les bords

50



Befestigungselemente | Mounting hardware | Eléments de fixation

KM-300/301

Fir die ProfilkGihlkorper mit seitlichem
Befestigungsflansch (Serie KL-104, KL-
100, KL-106 und KL-101) sind die Befes-
tigungselemente KM-300, KM-301 zu
verwenden. Die Befestigungsflansche
der mit Halbleiterlochung versehenen
Profilkiihlkorper werden, wie in Abbil-
dung 1 dargestellt, ausgestanzt.

For extruded heat sinks with side
mounting flanges (series KL-104, KL-100,
KL-106 and KL-101) use KM-300 and KM-
301 mounting fixtures. The semicon-
ductor holes in the mounting flanges of
extruded heat sinks are punched out as
shown in the figure 1.

Pour les dissipateurs de chaleur a fixa-
tion latérale (Série KL-104, KL100, KL-
106 et KL-101) utiliser les éléments de
fixation KM-300, KM-301. Ces brides de
fixation munies de perforations pour
semiconducteurs, sont réalisées par
découpage (voir. Fig. 1).

Abb. 1
Fig.1

4x18,75

Uns s

6,4

18,75

37,5

75

¢ Seitenlochung
¢ holes on sides
e trous sur le bords

KM-300

www.seifert-electronic.de

Composants pour circuits imprimés

PC-Board-Elemente
PCB Components

10

5,6
4,8
4
v.i:. ©
© — “v
el & KM-301 g
- 5
=10 8 - 09 _ Sg3
=) 0 £ 3§
o8 e © =23
- €85
| o 2248
‘ n
@ 4,1 §
<2
06,4 .k
D 4,2 :g§ E
=8
- O S
G55
IITQ
Typ | Artikel-Nr.
|5
> %
5 8
Technische Daten £28
Material: PBTB 841 FR 8%
Flammbarkeit: selbstverléschend nach UL 94 V-0 T3 %
Temperaturbereich: -65°C bis +180°C g § s
233
Technical data o
Material: PBTB 841 FR
Flammability: self-extinguishing acc. to UL 94 V-0
Temperature range: -65°C bis +180°C
Caractéristiques techniques
Matiere: PBTB 841 FR
Inflammabilité: Auto-extinguible UL 94 V-0
Température de
Fonctionnement: -65°C bis +180°C
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KM-312

Bei den Profilkihlkérpern mit Befes-
tigungskanal (Serie KL-125) findet pro 6.2 3 5
Profilkiihlkorper Serie zur senkrechten
und waagerechten Montage das glei- e ~
che Befestigungselement mit einge-
spritzter oberflachenveredelter Stahl-
schraube Verwendung. Fir einen Pro- ] E\
filklihlkdrper werden bei beiden Mon- & <
tagearten jeweils vier Befestigungsele-
mente bendtigt. KM-312

2,5

2,75

14,5

SYUIS JDaH
Jadioxiyny

10,5

far/for/pour
For horizontal or vertical mounting of KL-122

extruded heat sinks with a mounting 15 M5
channel (series KL-125) use the same

mounting fixture with a moulded-

in surface treated steel screw. Four

mounting fixtures are required for each

heat sink in both types of mounting.

S
g
=
<
“
o
8
<
5
5

Pour les dissipateurs de chaleur avec
plage de fixation (Série KL-125) en fixa-
tion horizontale ou verticale, utiliser le
méme élément de fixation a vis inté-
grée traitée anti-corrosion.

Typ | Artikel-Nr. Technische Daten
Material: PBTB 841 FR

E Flammbarkeit: selbstverléschend nach UL 94 V-0

Temperaturbereich: -65°C bis +180°C

Technical data

Material: PBTB 841 FR

Flammability: self-extinguishing acc. to UL 94 V-0
Temperature range: -65°C bis +180°C

Caractéristiques techniques

Matiere: PBTB 841 FR
Inflammabilité: Auto-extinguible UL 94 V-0
Température de

Fonctionnement: -65°C bis +180°C
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Profilkiihlkorper | Extruded heat sinks | Dissipateurs de chaleur

Composants pour circuits imprimés

PC-Board-Elemente
PCB Components

KL-203

65
30

K/W KL-203
4

3,: N
25 ~.
2
1,5
1
05
0
37,5 50 75 100 125 150 175 200mm

19,5

3,8

KL-135 s1.2
30

K/wW KL-135
4

- 35
3
25
0 2 N

- 1,5 ™~
- 1
05
0
88 37,5 50 75 100 125 150 175 200mm

35

Dissipateurs extrudés

Kuhlkorper
Heat sinks

KL-209 31,2
30

1.6

Dissipateur de chaleur d haute performance

Hochleistungs-Kiihlkorper
High Performance heat sinks

K/W KL-209
4

35
3
25
2
15
© 1
05
0
100 375 50 75 100 125 150 175 200mm

50

30

KL-133

KL-133

26,8

O—‘Nmbmm\lmg

65 37,5 50 75 100 125 150 175 200mm

Scheibenzellen-Kiihlung
Presspack cells cooling
Cellules presspack refroidissement

Typ Artikel-Nr. [ Lange | Lochbild | Oberfliche
inmm

37,6
75
37,5
75
37,6
75
37,5
75

sw
sw

-
o | oo | oo | oo

oo oo oo oo

sw
sw

-

sw
sw

—
0
i=
[
Ke)
=]
N
el
=
=]
c
(]
(o))
(<
>
@
o
w

o
)
g8
ISR~
S 38
<

IS
S

PR
28
8 S
aa

-

sw
sw

-

53



SEIFERT : :
= www.seifert-electronic.de
electronic

KL-137

100
K/wW KL-137
28 28 4

~— B .
3,5

3 N
2,5 ™.
2
1,5
1
54,9 05
0
105 375 50 75 100 125 150 175 200 mm

19
4,6

SYUIS IDH
1ad1gy|yny

KL-134 35,3
343 KIXV KL-134
N$ 3,5

S
g
=
g
“
o
8
<
5
5

2,5

25
16

1,5 —

0,5

97

KL-104

37,5 50 75 100 125 150 175 200mm
67,7 KW KL-104
4

3,5

3

25

2

1,5

35,3 J U L !

0,5
0
88 37,5 50 75 100 125 150 175 200mm

26
4

=

KL-100
94

36,5 KW KL-100
4

3,5

3

< ~ ~ ~ 25
2

15

Tl
05

0
114,5 375 50 75 100 125 150 175 200 mm

26

1,5

Typ Artikel-Nr.| Lange | Lochbild |Oberflache
in mm

37,5 T0-3 sw
75 T0-3 sw
% 3-755 ngg m *TO3 = mit Seitenlochung, geeignet fiir

Befestigungselemente (Seite 51/52)

g;g *TO_*:,,T/g/'gZ/SG :x *TO3 = with hgles on sides, suitable for
75 *T0-3 sw mounting hardware (page 51/52)
75 |"T0-3/9/32/66|  sw *TO3 = avec trous sur le bords (page 51/52)
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Composants pour circuits imprimés

PC-Board-Elemente
PCB Components

KL-101 104
34
[=]
(2]
LJuud JUUL o o
3 © 2
I 01 b
- 1,25
Q8 1
© 0,75
o 00 =
| — 0,25 g
0 3
125 375 50 75 100 125 150 175 200 g
. 5 3
893
2ER
=58
228
KL-106 91,8
Q
35,4 g
g
| [ $
oY) §
34,5 agsg
22s
of =83
~ £33
w C O
o — KW KL-106 283
3 ] 2 ERN
5L 3
1,75 T E [
© 1,5 == §
E 128 £ 84
1
N
J u = 0,75
\ 05
9,8 0,5 0,25
<5 05 .
114,5 375 50 75 100 125 150 175 200
mm
KL-113
0 ] .
2
o 2 3
oY - KW KL-113 5 3
0 4 < 99
" 58¢
s I s
3 a8 8
25 833
0 1.8 358
v =
& 1 — HE
05
27,6 0
37,5 50 75 100 125 150 175 200
51,5 m
IS
= e
88
] . . . 33
Typ Artikel-Nr. | Lange | Lochbild | Oberfléiche Ng
in mm S
*TO3 = mit Seitenlochung, geeignet fir &8
e n
£ &K

£
S
g
S
S
]
g
S
3

= 3'355 3333 :x Befestigungselemente (Seite 51/52)
375 | *T0-3 *TO3 = with holes on sides, suitable for
% 7% | *T0-3 :x mounting hardware (page 51/52)
*TO3 =

avec trous sur le bords (page 51/52)
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KL-122
34

%
:

K/W KL-122
3

2,5

40

2

1,5
6,5 12,5 1
145 0,5

0
164 375 50 75 100 125 150 175 200
mm

SYUIS IDH
1ad1gy|yny

S
g
=
g
“
o
8
<
5
5

KL-142 135

32,5 34 32,5

K/wW KL-142
3

25
3,7
L5

L 25
< 2 \
N
= o 15 SN
37 1 —

0,5

0

37,5 50 75 100 125 150 175 200
mm

5,7

125

KL-233
36

10

K/W KL-233
? 3
2,5

2

1,75

50

0 1,5 G
1 ~—
05
0
120 375 50 75 100 125 150 175 200

mm

Typ Artikel-Nr. | Lénge | Lochbild | Oberflache
in mm

75 T0-3 swW
100 T0-3 SW
150 T0-3 swW
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Hochleistungskiihlkorper | High performance heat sinks |
Dissipateurs grande lageur pour dissipation forte puissance

Composants pour circuits imprimés

PC-Board-Elemente
PCB Components
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KL-288

- Kostengtinstiges Strangpressprof" » Low-cost extruded heat sink profile
ohne Verpressungen oder Ver- without pressed-in or welded fins
schweissungen Improved heat transfer due to one-
Verbesserter Warmeiibergang durch piece construction
einstiickige Konstruktion There are no pressed-in or welded fins
Keine Beeintréchtigungen der Optik, ~that would impair the visual appear-
Thermik oder der Festigkeit durch ance, thermal efficiency or strength

Schweissnahte oder Verpressungen

18,75 ‘ Ax125 18,75

85 -2,5

16

Il

B
KL-288 400 29
KW KL-288
0,19
0,17
0,15 \ —— KL-288
0,13
0,11
0,09 .
0,07
005 —
0,03
0,01

100 200 300 400 500 600 700 800 mm
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« Profilés extrudés de prix avantageux

sans pressages ou soudages
Amélioration de la transmission de
chaleur grace a la construction en une
piece

Pas de soudures ou de pressages qui
auraient une influence négative sur
I'aspect visuel, l'efficacité thermique
ou la solidité.

Kihlrippe
KL-288

48

R1,35 /

Kuhlkorper
Heat sinks

PC-Board-Elemente
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Hochleistungs-Kiihlkorper
High Performance heat sinks
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Composants pour circuits imprimés

Dissipateurs extrudés

Dissipateur de chaleur d haute performance

Cellules presspack refroidissement
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KL-272/274/275/276/277

* mit eingepressten Rippen
* with pressed-in fins
« avec ailettes insérées a la presse

18,75, Ax125 18,75
o Kuhlrippe
235 KL-272/274/275/276
2R 3 48
2 3 -—
5 .
]
R1,1
B
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KL-276 750 57 45°
5,2
e ©
©
©
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011 —— KL-274 und Kuhlkorper-Rippe
0,09 KL-275 Section of heat sink base
0,07 and heat sink fin
0,05 :t\ — KL-276
0.03 — Coupe de la semelle du
- dissipateur et ailettes
0,01
100 200 300 400 500 600 700 800 mm
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1
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<
(=]
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- 0
200 375 50 75 100 125 150 175 200
mm
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Composants pour circuits imprimés

PC-Board-Elemente
PCB Components

KL-264/265/266

« geschweisste Kuhlprofile
» welded heat sink profiles
« dissipateur extrudés soudés

18,75 Ax125 18,75 Kihlrippe
KL-264/265/266

4,8

[ I

85 *°

16

Dissipateurs extrudés

Kuhlkorper
Heat sinks

B /
R1,35

Q
9o
E
€
[ T s T a | o b
KL-264 800 61 £53
KL-265 850 65 8%
KL-266 900 69 233
553
5E8
FHS 5
852
IIITQ
KW KL-264 - 266
0,10
0,09

0,08 \\
007 \\ — KL-264

0,06
0,05

0,04
0,03 ——

—— KL-265

—— KL-266

0,02

0,01
100 200 300 400 500 600 700 800 mm

=
U
§
2
b
L
S
g
)
g
o
RY
=
[}
&}

o
c
=
o
8
2%
=
S
3 S
23
T &
S ¢
@ a

LSO | | | | | \\\\;\ | | | | | | |
Schweissverbindung

Welding zone
Joint soude

69



SEIFERT : :
= www.seifert-electronic.de
electronic

KL-294/295/296/297
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Fliissigkeitskiihlkorper | Fluid cooler |

Wenn herkémmliche Kiihimethoden an
ihre Leistungsgrenzen stof3en ...
Seifert Flussigkeitskiihlkorper erhohen
die Effizienz der Warmeabfuhr. Nach-
folgend bieten wir Ihnen einen Uber-
blick Uber die Herstellungsmdoglichkei-
ten.

Sprechen Sie uns an!

1) Fliissigkeitskiihlkorper
mit eingepressten Rohren

o Formschlissig eingepresste Rohre
ohne Verwendung von Kleber, Vor-
teil: Direkter Kontakt der Rohre zum
Aluminiumtragermaterial

e Ausfihrung der Rohre in Kupfer
oder Edelstahl mdglich, damit auch
geeignet fir offene Kihlkreislaufe
oder aggressive Kiihimedien

o Bestilickung auf beiden Seiten mog-
lich

o Thermisch interessant bei Varianten,
bei denen die Halbleiter direkt Kon-
takt mit den flussigkeitsfiihrenden
Rohren haben

e Max. PlattengroBe: 400 x 400 mm

o Geeignet fir kleine bis mittlere
Serien

When traditional cooling methods no
longer meet your needs ...
Use Seifert liquid heat sinks to enhance
heat dissipation. Below please find de-
tails about our manufacturing capabili-
ties.

Please get in touch!

1) Liquid heat sinks
with press-fitted tubes

o Form-fitted tubes pressed-in with-
out using adhesives offer advantag-
es in that tubes are in direct contact
with the aluminum base material

o Copper or stainless steel tubes are
available which are also suited for
use in open cooling systems or with
aggressive cooling media

o Tubes can be fitted on both sides

e Thermally interesting for variants
where semi-conductors are in di-
rect contact with the liquid carrying
tubes

o Maximum plate size: 400 x 400 mm

o Suited for small to medium produc-
tion runs

www.seifert-electronic.de

Lorsque les méthodes de refroidisse-
ment traditionnelles atteignent leurs
limites de performance ...
Les dissipateurs de chaleur a liquide
de Seifert augmentent l'efficacité de la
dissipation de chaleur. Nous vous pré-
sentons ci-dessous une vue d’ensemble
des possibilités de fabrication.
N'hésitez pas a nous contacter!

1) Dissipateurs de chaleur a liquide
avec tubes moulés sous pression

o Tubes moulés sous pression assurant
une bonne liaison sans utilisation de
colle, avantage: Contact direct des
tubes avec le support de base en
aluminium

o Les tubes peuvent étre fabriqués
en cuivre ou en inox ce qui permet
une utilisation également dans les
circuits d'eau de refroidissement
ouverts ou avec des fluides de refroi-
dissement agressifs

o Equipement possible des deux cotés

e Intéressant du point de vue ther-
mique pour les modeéles sur lesquels
les semi-conducteurs ont contact
direct avec les tubes véhiculant le
liquide

o Taille maximale des plaques:
400 x 400 mm

o Convient pour les petites et mo-
yennes séries
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2) Fliissigkeitskiihlkorper

mit gefrasten Kiihlkandlen
Ausfihrung mit Deckel und O-Ring
Dichtung

Losung ohne Werkzeug- oder Vor-
richtungskosten

Flexibel in der Kanalfihrung und
den Anschlusspositionen

Flr geschlossene Kiihlkreislaufe mit
Korrosionsschutzmittel.

Geeignet fir kleine bis mittlere Seri-
en

3) Fliissigkeitskiihlkorper mit

stranggepressten Kiihlkanalen
Eingerichtetes, verfiigbares Profil:

z. B.: KL-494, Breite 215,

Hohe: 30,5 mm (siehe Abbildung)
Weitere Profile mit abweichenden
Dimensionen und Kihlkanalanord-
nungen aus neuen Strangpress-
werkzeugen jederzeit herstellbar.
Fiir geschlossene Kihlkreislaufe mit
Korrosionsschutzmittel

Geeignet fiur grof3e Serien

2) Liquid heat sinks
with milled cooling ducts

o Design type with cover and O-ring

seal

No tooling or jig costs are incurred

 Flexible duct configuration and con-
nection positions

o Forclosed cooling systems with anti-
corrosion agent

o Suited for small to medium produc-
tion runs

3) Liquid heat sinks with extruded
cooling ducts

o Prepared profile available, e.g. KL-
494, width 215 mm, height 30.5 mm
(see figure)

o Additional profiles of different size

and cooling duct configuration can

be produced as desired using appro-

priate extrusion equipment

For closed cooling systems with anti-

corrosion agent

o Suited for large production runs

KL-494
42,5 25 25 30
|
l§ q)w O O ‘ O O O 0
| 2
21‘5
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2) Dissipateurs de chaleur a liquide
avec canaux de refroidissement
fraisés

o Exécution avec couvercle et joint
torique

e Solution sans couts d'outillage ou
d'appareillage

o Flexible dans le guidage des canaux
et les positions de raccordement

o Pour circuits de refroidissement fer-
més avec produits anti-corrosion

o Convient pour les petites et
moyennes séries

3) Dissipateurs de chaleur a liquide
avec canaux de refroidissement
extrudés

o Profilé préparé disponible: par ex.:
KL-494, largeur: 215, hauteur: 30,5
mm (voir illustration)

o Fabrication d‘autres profilés ayant
des dimensions et dispositions des
canaux de refroidissement diffé-
rentes a partir de nouveaux outils
extrudés toujours possible sur de-
mande.

e Pour circuits de refroidissement fer-
més avec produits anti-corrosion

o Convient pour les grandes séries



Sonderprofile | Special profiles |
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Wir entwickeln und fertigen kunden-
nah maBgeschneiderte Kuihlkorper-
Losungen. Auf dieser Seite stellen wir
einen Auszug aus dem umfangreichen
Sortiment an Sonderprofilen dar.

Die dargestellten Produkte sind kun-
denspezifische Profile, welche nur der
Veranschaulichung der vielfdltigen
Méglichkeiten dienen. Die hier abgebil-
deten Profile sind nicht frei verfligbar.

- Nutzen Sie unsere Moglichkeiten -

We work closely with our customers to
design and manufacture tailor-made
heat sink solutions. A selection from our
comprehensive range of special shapes
is displayed on this page.

The products shown are client-specific
profiles which exclusively serve pur-
poses of illustrating their versatility. The
profiles shown here are not freely avail-
able.

- Take advantage of our wide product
range -

Nous travaillons en étroite collabora-
tion avec nos clients en vue de conce-
voir et de fabriquer des solutions de
dissipation thermique sur mesure. Une
sélection de notre gamme exhaustive
de formes spéciales figure sur cette

page.

Les produits ici représentés sont des
produits spécifiques des clients qui
servent seulement a illustrer les nom-
breuses possibilités. Les profilés ici re-
présentés ne sont pas disponibles.

- Profitez de notre large gamme de
produits —
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Lamellenkiihlkorper SERIE VARIO | Lamella heat sinks serie vario
Dissipateurs de lamelle série Vario

Pag
@nt
Pat gesch ..
ent. u
Protegg P rotectft
Par un reg
et
,
B
Layoutgrenzen / layout limits /
Limites mécaniques
Kahlkorper-Lange / Heat sink length /
Longueur du dissipateur L >0 >00
Kuhlkorper—Bfel_te / Heat sink width / B 50 350
Largeur du dissipateur

Die patentierte Fin Serie ,Vario” ist
eine Losung, die sich besonders fir
thermisch anspruchsvolle Applikatio-
nen mit forcierter Kiihlung eignet. Das
System ermdglicht wesentlich engere
Rippenabstande, als mit der konventi-
onellen Aluprofil-Presstechnik realisier-
bar sind. Das Ergebnis ist mehr Oberfla-
che bei geringeren Stiickgewichten.

Bei der neuen Losung bilden
Kihlkorperbasis und Rippen eine Ein-
heit. Der Kunde entscheidet letztend-
lich Gber das Modul. Durch das zugrun-
de liegende Baukastensystem sind eine
Vielzahl von Anwendungen mdglich,
somit auch die unterschiedlichsten
Leistungen. Neben den dargestellten,
lagermdBig vorhandenen Profilen be-
steht die Moglichkeit der Einrichtung
von Lamellen mit abweichenden Ma-
Ben. Ein Pluspunkt sind hier die deut-
lich reduzierten Werkzeugkosten.

The patented ,Vario” fin series is a tech-
nical innovation especially suited for
applications with high thermal loads
where efficient cooling is a must. The
system enables much closer fin dis-
tances than can be achieved with
conventional pressing techniques for
aluminium sections. This results in
greater cooling surfaces and lower unit
weights.

In the novel technical solution now pre-
sented by Seifert electronic heat sink
base and fins form an integral unit. It is
now the client who can decide about
the module. The modular construc-
tion principle enables a multitude of
different application and performance
needs to be satisfied. Aside from the
profiles illustrated and kept in stock it
is also possible to provide fins having
deviating dimensions. Advantages in
this case are that tooling expenses are
significantly reduced.

La série dailettes de refroidissement
brevetée ,Vario” est la solution convient
tout particulierement pour les applica-
tions avec refroidissement forcé, trés
exigeantes en terme de thermique. Le
systéme permet pour l'essentiel des
écarts plus étroits entre les ailettes que
ceux qui peuvent étre réalisés avec la
technique d’estampage des profils en
aluminium. Il en résulte une surface
plus grande et un poids plus faible.

Avec la nouvelle solution Seifert elec-
tronic, la base du corps de refroidisse-
ment et les ailettes forment une unité.
C'est finalement le client qui choisit le
modaule. Le systéme modulaire de base
permet une multitude d'applications
et par conséquent les prestations les
plus variées. Outre les profilés en stock,
ici représentés, il est possible d'instal-
ler des lamelles avec des dimensions
différentes. L'avantage présenté est la
réduction considérable des colts liés
aux outils.
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Lamellenkiihlkorper SERIE VARIO | Lamella heat sinks serie vario
Dissipateurs de lamelle série Vario

Die auf dieser Doppelseite dargestell-
ten Profile sind werkzeugmaBig ein-
gerichtet und werden bevorratet. Sie
kdnnen innerhalb der Layoutgrenzen
(siehe Seite 76) gemal3 Kundenvorgabe
in Ldnge und Breite unter Beachtung
des Rasters frei konfiguriert werden.

Eingerichtete Profile
Furnished Profiles

Tooling for the profiles shown on this
double page has been set up and the
profiles are in stock. Within the layout
limits specified (see page 76) and with
the modular dimensions duly observed
they can be freely configured in length
and width to suit customers’ require-
ments.

Les profilés représentés sur cette page
double sont installés en fonction des
outils et tenus en stock. lls peuvent étre
configurés librement en tenant compte
de la grille, dans les limites du plan
d'ensemble (voir page 76) conformé-
ment aux longueurs et largeurs don-
nées par le client.
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Die thermischen Werte gelten fiir eine
Kuhlerbreite von 150 mm, fiir andere
Breiten kdnnen die Rth-Werte als linear
angenommen werden. Dal3 heif3t bei
doppelter Breite des Kihlers reduziert
sich der Rth Wert auf die Halfte.

The thermal data apply to a heat sink
width of 150 mm, in the event of other
widths the Rth values can be assumed
to be linear. Consequently, if there is a
heat sink of double width the Rth value
reduces by half.

Les valeurs thermiques sont appli-
cables pour une largeur du refroidis-
seur de l'ordre de 150 mm ; pour les
autres largeurs, les valeurs Rth peuvent
étre considérées comme des valeurs
linéaires, ce qui veut dire que pour une
largeur libre du refroidisseur, la valeur
Rth se réduit de la moitié.



Eingerichtete Profile
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Die thermischen Werte gelten fiir eine
Kuhlerbreite von 150 mm, fiir andere
Breiten kdnnen die Rth-Werte als linear
angenommen werden. Dal3 heif3t bei
doppelter Breite des Kihlers reduziert
sich der Rth Wert auf die Halfte.
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The thermal data apply to a heat sink
width of 150 mm, in the event of other
widths the Rth values can be assumed
to be linear. Consequently, if there is a
heat sink of double width the Rth value
reduces by half.
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Les valeurs thermiques sont appli-
cables pour une largeur du refroidis-
seur de l'ordre de 150 mm ; pour les
autres largeurs, les valeurs Rth peuvent
étre considérées comme des valeurs
linéaires, ce qui veut dire que pour une
largeur libre du refroidisseur, la valeur
Rth se réduit de la moitié.
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DKL Kiihlkorper fiir doppelseitige Montage |
Heat sinks for double-sided mounting |

®  Modulare Hochleitstungskihlkorper geeignet fiir beidseitige Montage.

®  Modular high-duty heat sink suitable for two-sided mounting.

m  Corps de refroidissement modulaires haute puissance, conviennent pour le

www.seifert-electronic.de
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ventilateur

chambre de pression

Die thermischen Werte gelten fiir eine
Kihlerbreite von 150 mm, fiir andere
Breiten kdnnen die Rth-Werte als linear
angenommen werden. Dall heilt bei
doppelter Breite des Kihlers reduziert
sich der Rth Wert auf die Halfte.

Die dargestellten Breiten eignen sich
fur die Verwendung mit 120er Liftern
in 12V oder 24V Ausfiihrung. Wahlweise
sind auch Druckkammern zur Verbes-
serung der Luftfiihrung lieferbar. Bitte
fragen Sie diese Moglichkeiten bei Be-
darfan.

The thermal data apply to a heat sink
width of 150 mm, in the event of other
widths the Rth values can be assumed
to be linear. Consequently, if there is a
heat sink of double width the Rth value
reduces by half.

The heat sink widths shown can be
used with fans type 120 of 12V or 24V
design. If so requested pressurizing
chambers to improve the flow of air
can also be furnished. Please inform us
of your requirements in this respect.

Les valeurs thermiques sont appli-
cables pour une largeur du refroidis-
seur de l'ordre de 150 mm ; pour les
autres largeurs, les valeurs Rth peuvent
étre considérées comme des valeurs
linéaires, ce qui veut dire que pour une
largeur libre du refroidisseur, la valeur
Rth se réduit de la moitié.

Les largeurs représentées conviennent
pour l'utilisation de ventilateurs 120,
exécution 12 ou 24 V. Des chambres de
pression sont également disponibles
en option pour améliorer I'écoulement
d‘air. Veuillez vous renseigner sur ces
possibilités en cas de besoin.
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Liifter-Aggregate | Compact fan module |

Technische Erlauterungen

Alle serienmaBigen Lifter-Aggregate
machen den Aufbau von 4 bis maximal
40 Halbleiter-Kiihlern innerhalb eines
Aggregates mdoglich. Vier Halbleiter-
Kihler (Segmente) bilden, wie aus den
Einbauzeichnungen ersichtlich, ein Mo-
dul. Jedes Modul ist, falls nicht anders
gewdlnscht, von dem ndchsten Modul
isoliert. Innerhalb eines Moduls sind
ebenfalls alle Segmente voneinander
isoliert. Es sind Segmente in 10 ver-
schiedenen Ldngeneinheiten erhalt-
lich. Die Grundlangeneinheit betragt
35 mm. Die weiteren Ldngeneinheiten
sind aus den Tabellen ersichtlich. Die
stranggepressten Halbleiter-Kiihler aus
EN AW-6060 T66 sind oberflachenver-
edelt.

Die Isolationen bestehen aus Pertinax
der Isolierklasse IV. Es wird eine Prif-
spannung von 1000 V, sowohl von Seg-
ment zu Segment, als auch gegen Mas-
se garantiert.

Die Mal3e der passivierten Endplatten
aus Stahlblech sind aus den Einbau-
zeichnungen ersichtlich. Die Langen-
und Montagemafle X und Y kdnnen
den entsprechenden Tabellen entnom-
men werden. Alle Lufter-Aggregate
sind serienmafig mit den bewahrten
Kugellager-Liftern des Fabrikats EBM
ausgerdstet.

Bitte fordern Sie bei Anfragen oder
Erstbestellungen von Liifteraggre-
gaten der Serie KL-800 und KL-820
unser detailliertes Anfrage-/Bestell-
formular an.

Technical Information

All standard cooling units enable from
4 to a maximum of 40 semiconductor
heat sinks to be assembled in a single
unit. As can be seen from the diagrams,
4 heat sink segments form one module.
Unless otherwise required each mod-
ule is insulated from the next. All the
segments within one module are also
insulated from each other. Segments
are available in 10 different lengths.
The basic length is 35 mm. The other
lengths are can be seen from the tables.
The extruded semiconductor heat sinks
made of EN AW-6060 T66 are surface
finished.

The insulation is Pertinex to insula-
tion grade IV. Units can be supplied to
withstand a test voltage of up to 5000
V between segments and between seg-
ments and earth. The dimensions of the
sheet-steel end-plates can be seen from
the installation diagrams. The length
and assembly dimensions X and Y can
be found in the respective tables.

The tried and tested EBM roller-bearing
ventilator fans are standard equipment
on all cooling units.

For inquiry or first order purposes
relating to cooling aggregates of se-
ries KL-800 and KL-820 please ask for
our detailed Inquiry/Order Form.
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TO-3-Lochung
TO-3 hole pattern
Pergage TO-3

Lochung fiir Fassung KM-343
Hole pattern for KM-343 socket
Pergage pour support KM-343
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Description

Tous les éléments ventilés de série,
permettent le montage de 4 a 40 dissi-
pateurs au maximum a l'intérieur d'un
seul élément. Quatre dissipateurs de
chaleur pour semi-conducteur (seg-
ments) constituent un module (voir
dessins de montage). Sauf demande
contraire, chaque module est isolé I'un
par rapport a l'autre. Chaque segment
est, a l'intérieur d'un module, égale-
ment isolé |'un par rapport & l'autre. Dix
longueurs différentes de segments sont
disponibles. La longueur de base est de
35 mm. Les autres longueurs figurent
dans les tableaux correspondants. Les
dissipateurs profilés extrudés en EN
AW-6060 T66, ont subi un traitement
de surface.

Les isolants sont en papier Pertinax de
la Classe IV. lls garantissent une tenue
en tension de 1000 V tant de segment
4 segment, qu'a la masse. Possibilité de
tenue en tension de 5 KV sur demande.
Les dimensions des flasques en tole
d'acier passivé, figurent sur les dessins,
de montage. Les longueurs et les don-
nées de montage X et Y figurent au ta-
bleau correspondant.

Tous les éléments ventilés sont équipés
d'origine avec les ventilateurs de fabri-
cation EBM.

Pour toutes demandes ou premiéres
commandes d’unités de ventilation
de la série KL-800 et KL-820, nous
vous remercions de bien vouloir de-
mander notre formulaire de deman-
de/commande détaillé.
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Liifter-Aggregate KL-800/820 | Cooling units |
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Langeneinheiten MaB X MaB Y
Unit lengths Dimension X | Dimension Y
Unité de longueur Cote X Cote Y
1= 350mm 25,00 88,60
48 2= 715mm 61,50 125,10
3=108,0 mm 98,00 161,60
4=1445mm 134,50 198,10
& 5=181,0 mm 171,00 234,60
6=217,5mm 207,50 271,10
31 7 =254,0 mm 244,00 307,60
8 =290,5 mm 280,50 344,10
9 =327,0mm 317,00 380,60
10 = 363,5 mm 353,50 417,10
Temperaturerh6hung der Luft (vom Eintritt zum Austritt) in Temperaturerhdhung eines beliebigen Segmentes von
Abhangigkeit der abzufiihrenden Verlustleistung (1 bis 10 Lufttemperatur auf Befestigungsebene fiir Bauelemen-
Langeneinheiten a 4 Segmente mit EBM-Lifter 9658). te (gultig flr Betrieb mit EBM-Lufter 9658).
Temperature increase of the air (from inlet to outlet) as a Temperature rise of each module between air tempera-
function of the power dissipation to be effected (1 to 10 ture and mounting surface of the electronic component
length units with 4 segments) each with EBM Fan 9658). (only in operation with EBM Fan 9658).
Elévation de la température de l'air (entre entrée et sortie) Evélation de la température d'un segment quelconque,
en fonction de la capacité de dissipation (1 a 10 unités de de latempérature de l'air sur la face de fixation des com-
longueur a 4 segments avec ventilateur EBM 9658). posants (valable pour fonctionnement avec ventilateur
EBM 9658).
K Abb. A
45 10A
40 Abb. B
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Temperaturerh6hung der Luft (vom Eintritt zum Austritt) in
Abhdngigkeit der abzufiihrenden Verlustleistung (1 bis 10
Langeneinheiten a 4 Segmente mit EBM-LUfter 3656).

Temperature increase of the air (from inlet to outlet) as a
function of the power dissipation to be effected (1 to 10
length units with 4 segments each with EBM Fan 3656).

Elévation de la température de l'air (entre entrée et sortie)
en fonction de la capacité de dissipation (1 a 10 unités de
longueur a 4 segments avec ventilateur EBM 3656).
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KL-820

Langeneinheiten MaB X MaB Y
Unit lengths Dimension X | Dimension Y
Unité de longueur Cote X Cote Y
1= 350mm 54,00 92,00
2= 71,5mm 90,50 128,50
3 =108,0 mm 127,00 165,00
4 =144,5 mm 163,50 201,50
5=181,0 mm 200,00 238,00
6=217,5mm 236,50 274,50
7 = 254,0 mm 273,00 311,00
8 =290,5 mm 309,50 347,50
9 = 327,0 mm 346,00 384,00
10 = 363,5 mm 382,50 420,50

Temperaturerhdhung eines beliebigen Segmentes von
Lufttemperatur auf Befestigungsebene fiir Bauelemente
(gliltig fur Betrieb mit EBM-Lifter 3656).

Temperature rise of each module between air temperature
and mounting surface of the electronic component (only in
operation with EBM 3656).

Evélation de la température d'un segment quelconque, de
latempérature de l'air sur la face de fixation des composants
(valable pour fonctionnement avec ventilateur EBM 3656).

Abb. B
50
40
30
20




Hochleistungs-Kiihlkorper-Liifteraggregate |
High performance fan cooled heat sink assembly |
Ensemble ventilé a dissipatuer de chaleur a haute performance

KL-848/849

KL-810/811

e Kompakte Bauweise

¢ Eingepresste Hohlrippen mit optima-
ler Luftstromung

¢ Plangefraste Halbleitermontagefla-
che

¢ Optional sind die Liifteraggregate mit
montierten 12V / 24V Lifter oder 230
V Geblase (bei KL-848/849) erhaltlich.
Wahlweise sind auch Druckkammern
zur Verbesserung der Luftfiihrung lie-
ferbar. Bitte fragen Sie diese Moglich-
keiten bei Bedarfan.

Wir fertigen fir Sie nach lhren Erforder-
nissen.

www.seifert-electronic.de

KL-845/846/847

KL-836/837/838

e Compactdesign

* Hollow press-fit ribs with optimal air
flow

e Face milled semiconductor mounting
surface

¢ Optionally available are cooling ag-
gregates with mounted 12V / 24V fan
or 230V blower (with KL-848/849). If so
requested pressurizing chambers to
improve the flow of air can also be fur-
nished. Please inform us of your re-
quirements in this respect.

We manufacture to your requirements.

e Conception compacte

e Nervures creuses ajustées a la presse
pour un écoulementd'air optimal

¢ Surface de montage de semi-conduc-
teurs fraisée

e En option, les unités de ventilation
sont également disponibles avec des
ventilateurs montés 12V / 24V ou des
soufflantes 230 V (pour KL-848/849).
Des chambres de compression per-
mettant d’améliorer la déflexion de
I'air sont également disponibles au
choix. Veuillez vous renseigner sur ces
possibilités en cas de besoin.

Nous fabriquons selon vos exigences.
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PC-Board-Elemente
PCB Components

Kuhlkorper
Heat sinks

Hochleistungs-Kiihlkorper
High Performance heat sinks

Scheibenzellen-Kiihlung
Presspack cells cooling

Fassungen und Zubehor

Sockets and accessories
Supports et accessoires

Composants pour circuits imprimés

Dissipateurs extrudés

Dissipateur de chaleur d haute performance
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Cellules presspack refroidissement
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0,30

KL-846 (v = 5m/sec)
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e Optional sind die Lifteraggregate mit

montierten 12V oder 24V Lifter erhalt-
lich. Wahlweise sind auch Druckkam-
mern zur Verbesserung der Luftfih-
rung lieferbar. Bitte fragen Sie diese
Méglichkeiten bei Bedarfan.
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¢ Optionally available are cooling ag-

gregates with mounted 12V or 24V
fans. If so requested pressurizing
chambers to improve the flow of air
canalso be furnished. Please inform us
of your requirements in this respect.

K/w KL-847 (v = 5m/sec)
0,30

0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00

100 150 200 250

300mm

e En option, les unités de ventilation

sont également disponibles avec des
ventilateurs montés 12V / 24V. Des
chambres de compression permettant
d’améliorer la déflexion de I'air sont
égalementdisponibles au choix.
Veuillez vous renseigner sur ces possi-
bilités en cas de besoin.
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e Optional sind die Lifteraggregate mit
montierten 12V oder 24V Lifter erhalt-
lich. Wahlweise sind auch Druckkam-
mern zur Verbesserung der Luftfiih-
rung lieferbar. Bitte fragen Sie diese
Méoglichkeiten bei Bedarfan.

¢ Optionally available are cooling ag-
gregates with mounted 12V or 24V
fans. If so requested pressurizing
chambers to improve the flow of air
can also be furnished. Please inform us
of your requirements in this respect.

e En option, les unités de ventilation
sont également disponibles avec des
ventilateurs montés 12V / 24V. Des
chambres de compression permettant
d’améliorer la déflexion de I'air sont
égalementdisponibles au choix.
Veuillez vous renseigner sur ces possi-
bilités en cas de besoin.
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KIW KL-810 (V=5m/s)
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pressure chamber

chambre de pression
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e Optional sind die Lifteraggregate mit e Optionally available are cooling ag- e En option, les unités de ventilation
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montierten 12V oder 24V Liifter erhalt-
lich. Wahlweise sind auch Druckkam-
mern zur Verbesserung der Luftfuih-
rung lieferbar. Bitte fragen Sie diese
Maoglichkeiten bei Bedarf an.

gregates with mounted 12V or 24V
fans. If so requested pressurizing
chambers to improve the flow of air
can also be furnished. Please inform us
of your requirements in this respect.

sont également disponibles avec des
ventilateurs montés 12V / 24V. Des
chambres de compression permettant
d’améliorer la déflexion de I'air sont
égalementdisponibles au choix.
Veuillez vous renseigner sur ces possi-
bilités en cas de besoin.



16 2%
w

1

www.seifert-electronic.de

KL-848 (V=5m/s)
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84>
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e Optional sind die Llfteraggregate KL-
848/849 mit montierten 230V Gebldse
erhéltlich. Diese werden mit Druck-
kammern montiert. Bitte fragen Sie
diese Moglichkeiten bei Bedarfan.

e Optionally available are cooling ag-
gregates KL-848/849 with mounted
230V blower. These are assembled
with pressurizing chambers. Please in-
form us of your requirements in this
respect.

150

200 250 300

— |
200

162 72 L

KL-849 (V=5m/s)
0,06

0,04

‘\

0,02

0,00
100

150 200

mm

250 300

e En option, les unités de ventilation KL-
848/849 sont également disponibles
des soufflantes 230 V. Celles-ci sont
montées avec des chambres de com-
pression. Veuillez vous renseigner sur
ces possibilités en cas de besoin.
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PC-Board-Elemente
PCB Components

Hochleistungs-Kiihlkorper
High Performance heat sinks

Scheibenzellen-Kiihlung
Presspack cells cooling

Fassungen und Zubehor

Sockets and accessories
Supports et accessoires

Composants pour circuits imprimés

Dissipateurs extrudés

Dissipateur de chaleur d haute performance

Tunnel ventilé

Cellules presspack refroidissement
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Profilkiihlkorper | Extruded heat sinks |
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Auswahltabellen fiir Montagebiigel | Selection charts for mounting clamps |

Typenbezeichnung des Montagesystems
Type of mounting system
Désignation de type du systéme de montage

Die Kraft ist dem Datenblatt der Scheibenzelle zu entnehmen.
Required force is shown in presspack data.
Force demandée (voir spécification du presspack)

C1

Hohe der Scheibenzelle / Height of disc cell used /
Hauteur de cellule de disque utilisée

C =C1 + C2 (2 x Kiihlkorperbasis / 2 x Heat sink base /
2 x Dissipateur base)

Das Isolierrohr muB in den oberen Kiihlkérper hineinragen und
den Spannweg freilassen.

The insulation tube must slide into the heat sink and not obstruct
the tensioning of the presspack.

L'isolement du tube doit entrer a I'intérieur du dissipateur pour ne
pas diminuer les tensions du semi-conducteur.

Je nach verwendeten Kiihlkorpern und Scheibenzellen kommen
unterschiedliche Schraubenléangen zum Einsatz.

Different lengths of bolts are needed depending on the type of
the heat sink and presspack used.

Différentes longueurs du boulon sont necéssaires suivant le type
de dissipateur et celui du presspack.

c% A B | ¢ | D E G
3|6 |02 o5 o301 ]|2]0o[1] 8]0

Bestell-Nr. Beispiel
Order-no. example
No. de commande example

94

Typ Kraft Kiihlkorper-Basis Isolierrohrldnge Schraubenlidnge
AT w type Force Heat sink-base Insulation tube length Boltlength
£E8 3 typ force (kN) Dissipateur-base |isolation tubelongueurs | Longueurduboulon
3R &
323 A B a/Q E G
€30
2 8 s KM-360 360 | 20,3045 KL-182 25 C+D+40 C+D+100
s =2
S =
§‘° Z KM-355 355 [10,12,15,20,27 | KL-180 9,5 C+D C+D+75
g 3 KL-182 25
3 KL-183 13
= KL-189 26
M0 128 —— - —— s ?A1g_ 186
i 1isi]
f i il
3 i
I & ' I
el | O= | I
H‘ l:rll i |1
5 Fdi) ] H iiiamma— e
1 145 42
100 2% 186
1w KM-360
KM-355
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ICFassungen | IC-sockets |

KM-367 KM-368
KM-371
21,8 31,8 |
i 21,6 i ‘ 21,6 M
( % @065
T@ ol N | 71,8 <
N o ® S
< [} <
<
] 1Ll
N > 0 ]
{ | 21,35 g - -
o 2 “ 2135 ©
@ 90,5 T 21,35
?«_’r 2045
700,635 @
¢ Kontaktelement i
¢ Precision contact =
* Plot de contact ¢ Kontaktelement mit o Steckerstift
KM-367 wire-wrap Pfosten ¢ Plug pin
KM-381 ¢ Contact element with o Plot de contact a fiche
KM-390 wire wrap pin
e Plot de contact de précision KM-368
a wraper KM-391
KM-371
KM-393

IC-Fassungen - Bauformen

16 2 [ 101 |76 |40 | = |75 | -
18 3 [ 101 |76 |40 | = [101 | &

1,10 4 | 101 [ 76 [ 40 | = [126 | »

1,14 6 | 101 | 76 |40 | = [177 | W

1,16 7 | 101 |76 |40 | = [202 | &

£4F 118 8 | 101 [ 76 |40 | 1 [228 | 1
S%3 1,20 9 [ 101 [ 76 | 40 1 [253 | &
335 1,22 10 | 101 | 76 | 40 1 279 | 1
R85 124 1M | 101 [ 76 |40 | 1 [304 | &
cgy 3,2 10 | 126 [102 [ 65 | 1 [279 [ W
CEe 5,24 1 | 177 [152 [112 | 1 [304 | 1
S 528 13 | 177 [152 [112 | 1 [355 |

5,32 15 | 177 [152 [112 | 1 [406 | 1

5,40 19 | 177 [152 [112 | 1 [507 | 1

548 23 [ 177 [152 |12 | 2 |609 | b

7,64 31 | 253 [229 [178 | 3 [812 | »
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Prazisionskelchfeder:

Oberflache der Prazisionskelchfeder:
Ubergangswiderstand:
Strombelastbarkeit:
Kontaktsicherheit:

Kapazitat zwischen Kontakten:
Einstecktiefe:

Luft- und Kriechstrecke:
Lebensdauer:

Anschlusstifte:
Oberflache der Anschlusstifte bei

Serie KM-367,KM-371, KM-381 und KM-390:

Bei Serie KM-367 g, KM-368, KM-371 g,

KM-381 g, KM-390 g, KM-391 und KM-393 g:

Isolierkorper:
Flammbarkeit:
Isolationswiderstand:
Temperaturbereich:
Temperaturbelastbarkeit:
Geometrie:

Technical data clip:
Surface finish:

Contact resistance:

Acceptable current load:
Contact safety:

Capacitance between contacts:
Insertion depth:

Air and leakage path:

Life cycles:

Technical data sleeve:

Material:

Surface finish

For Series KM-367,

KM-371, KM-381 und KM-390:

For Series KM-367 g, KM-368, KM-371 g,

KM-381 g, KM-390 g, KM-391 and KM-393 g:

Insulator:
Flammability:
Insulation resistance:
Temperature range:
Heat resistance:
Geometry:

Ressort intérieur:
Revétement de surface :
Résistance de contact:
Charge énergétique:
Sécurité contact:

Effet capillaire:

Capacité entre contacts:
Profondeur d'insertion:
Entrefer et ligne de fuite:
Durée de vie:

Contacts:

Revétement de surface des contacts
Pour Série KM-367, KM-371,

KM-381 et KM-390:

Pour Séries KM-367 g, KM-368, KM-371 g,

KM-381 g, KM-390 g, KM-391 et KM-393 g:

Isolant:

Inflammabilité:

Résistance d'isolement:
Température de fonctionnement:
Charge thermique:

Géométrie:

Beryllium-Cu

Gold auf 1,5 p Nickel

<7 mQnach 1000 Steckzyklen

>3A

Vibration 20 g (10-2000 Hz) Schock 150 g
<04 pF

2,5 bis 3,6 mm

> 0,7 mm

> 1000 Steckungen

CuZn37

5 p Culmo Zinn Gber 1,5 p Nickel
bei Unterkupferung von 2 p

0,25 p Gold auf 1,5 u Nickel

Thermoplast

selbstverldschend nach UL 94 V-O
>10"Qcm

- 55°C bis + 125°C

+260°C/10sec

allseitig anreihbar

Beryllium Copper

Gold on 1,5 p Nickel

<7 m Q after 1000 plug in cycles

>3A

Vibration 20 g (10-2000 Hz) Impact 150 g
<04 pF

2,5t03,6 mm

>0,7mm

> 1000 plug-ins

CuZzn37

Tinned

0,25 p Gold on 1,5 p Nickel

Thermoplast

self-extinguishing per UL 94 V-O
> 10" Qcm

-55°Cto + 125°C

+260°C/10sec

alignable on all sides

Cu béryllium

Or sur 1,5 p Nickel

<7 mQaprés 1000 insertions

>3A

Vibration 20 g (10-2000 Hz) choc 150 g
protection absolue cote soudure

< 0,4 pF

2,5a3,6mm

>0,7 mm

> 1000 insertions

CuZzn37

étamé

0,25 p Or sur 1,5 p Nickel

Thermoplast

auto-extinguible suiv. UL 94 V-O
>10" g cm

-55°Ca+125°C

+260°C/10sec

juxtaposable

www.seifert-electronic.de

Typ Artikel-Nr.| Polzahl | Oberfliche |Bauform
(fiir IC) |Kelchfeder/Stift
6 G/Z 1,6
6 G/G 1,6
6 -1G 1,6
6 G/Z 1,6
6 G/G 1,6
8 G/Z 1,8
8 G/G 1,8
8 -/G 1,8
8 G/Z 1,8
8 G/G 1,8
10 G/Z 1,10
10 G/G 1,10
10 -/G 1,10
10 G/Z 1,10
10 G/G 1,10
14 G/Z 1,14
14 G/G 1,14
14 -/1G 1,14
14 G/Z 1,14
14 G/G 1,14
16 G/Z 1,16
16 G/G 1,16
16 -1G 1,16
16 G/Z 1,16
16 G/G 1,16
18 G/Z 1,18
18 G/G 1,18
18 -1G 1,18
18 G/Z 1,18
18 G/G 1,18
20 G/Z 1,20
20 G/G 1,20
20 -1G 1,20
20 G/Z 1,20
20 G/G 1,20
22 G/Z 3,22
22 G/G 3,22
22 -1G 3,22
22 G/Z 3,22
22 G/G 3,22
22 G/Z 1,22
22 G/G 1,22
22 -1G 1,22
22 G/Z 1,22
22 G/G 1,22
24 G/Z 5,24
24 G/G 5,24
24 -/G 5,24
24 G/Z 5,24
24 G/G 5,24
24 G/Z 1,24
24 G/G 1,24
24 -1G 1,24
24 G/Z 1,24
24 G/G 1,24
28 G/Z 5,28
28 G/G 5,28
28 -/G 5,28
28 G/Z 5,28
28 G/G 5,28
32 G/Z 5,32
32 G/G 5,32
32 -1G 5,32
32 G/Z 5,32
32 G/G 5,32
40 G/Z 5,40
40 G/G 5,40
40 -/G 5,40
40 G/Z 5,40
40 G/G 5,40
48 G/Z 5,48
48 G/G 5,48
48 -1G 5,48
48 G/Z 5,48
48 G/G 5,48
64 G/Z 7,64
64 G/G 7,64
64 -/G 7,64
64 G/Z 7,64
64 G/G 7,64
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Rundfassungen | Circular sockets |

Die aus PBTP 841 FR gefertigten Rundfassungen sind mit Prazisionskontak-
ten, wie auf Seite 96 beschrieben, ausgeriistet.

These circular sockets manufactured from PBTP 841 FR, are equipped with
precision contacts as specified on page 96.

Les socles circulaires, réalisés en PBTP 841 FR, sont équipés de plots de
contact de précision suiv. dessin page 96.

Technische Daten Tvp Artikel-Nr. | Polzahl | Oberflache
Material: PBTB T 841 FR (fiir IC) | Kelchfeder/Stift
Flammbarkeit: selbstverloschend 3 6/z
nach UL 94 V-0 3 G/G
Temperaturbereich: -65°C bis +180°C A 6/1
K $ooee
! ~ Technical data
W H o Material: PBTB T 841 FR ; HE
005 Flammability: :elf—extmgwshlng acc. ] 62
o UL94 V-0 8 Y
Temperature range: -65°C to +180°C
Do
Caractéristiques techniques
Matiére: PBTB T 841 FR }g g; é
Inflammabilité: Auto-extinguible
9,5 UL 94 V-0 12 G/Z
Température de 12 G/a
KM-381/3 Fonctionnement:  -65°Ca +180°C

| o

4,2

3,2

9,5

KM-381/4

g
AS]
3
3
[0
S
8
o
2
S
S
]

S3110SS322D pUD S12XI0S
Joyaqgnz pun usbunsseq

\
05,84

an%g

10,3 10,3

KM-381/8-2,3 KM-381/10 KM-381/12
98



SEIFERT , .
= www.seifert-electronic.de
electronic

Abbrechbare Kontaktleisten | Snap-off contact strips | Barrettes détachables
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Typ Artikel-Nr.| Polzahl | Abmes- | Oberfliche
(fiir IC) | sung L | Kelchfeder/Stift

20 50,8 G/Z

20 50,8 G/G

32 81,3 G/Z

32 81,3 G/G

50 127 G/zZ

50 127 G/G

20 50,8 -/G

32 81,3 -/G i

50 127 -/G £
2 2

20 | 508 G/2 208

20 | 508 G/G g%

32 81,3 G/Z 58%

32 | 813 G/6 358

50 127 G/Z c< 8

50 127 G/G 288
S 83
nauv

Diese Kontaktleisten, die aus Thermo-  These contact strips, which are made  Ces barrettes, réalisées en Thermoplast,
plast gefertigt sind, werden mit Pra-  from Thermoplast, are fitted with preci-  sont équipées de plots de contact de
zisionskontakten, wie auf Seite 96 be-  sion contacts as specified on page 96.  précision suiv. dessin page 96. Elles
schrieben, ausgeriistet. Die Leistensind ~ The strips permit the user to produce servent a réaliser des supports au
zur Selbstherstellung von Fassungen  receptacles with any number of poles. nombre de contacts désiré. Elles se
beliebiger Polzahl vorgesehen. Sie sind  The strips can be snapped off easilyand  cassent facilement et se juxtaposent
leicht abbrechbar und ohne Rasterver-  aligned without any contact or spacing  sans perte de pas.

lust anreihbar. loss.
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Montage- und Umsetzerscheiben | Mounting and conversion pads |

www.seifert-electronic.de

Montagescheiben - Mounting pads - Intercalairs pour transistors

29,2 7 094 3
05,08 5 05
= |
L °
N
A
TO5 TO5
KU-920 KU-921
29,2 2.5 99,2 2.5
0 5,08 1 05,08 1
- =
K
TO5 T05
KU-923 KU-924
29 0,7 09,7 1,5
g5 1
TO5 TO5
KU-926 KU-970/8

210
4@ 4’%4 Aﬁ

TO8
KU-940

Technische Daten
Material:
Flammbarkeit:
Temperaturbereich:

Technical data
Material:
Flammability:
Temperature range:

@ 6,9 3 @54 2,5
I 2 | 1,5 2,5
J o g
s U U
TO 18 TO 18
KU-933 KU-930
054 2,5 2 3,5 3,5
2,5 1 1
/i et e
LU =P
TO 18 2 TO 18
KU-931 KU-932
2,25
KU'934 LN o 1,75
q)@* & ’ |
Q %
(o) : I
0,7

TO 92

5,5

Umsetzerscheiben « Conversion pads »
Intercalairs pour transistors

Typ

Artikel-Nr.

PCT CG 923
selbstverloschend nach UL 94 V-0
-65°C bis +290°C

PCT CG 923
self-extinguishing acc. to UL 94 V-0
-65°C to +290°C

Caractéristiques techniques

Matiere:
Inflammabilité:
Température de
Fonctionnement:

PCT CG 923
Auto-extinguible UL 94 V-0

-65°C a +290°C

4
TOS5
KU-960/8
2,54
il
© \\ ]
& -4 4 o)
{ o
'I —
E_ ! ‘2,54 4
TOS5
KU-960/10

TO5
KU-960/12
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Diodenhalter | Diode holders | Support de diode
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% < (3 mm Diode) o (5 mm Diode)
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\ }H T Technische Daten
Material: PCT CG923
Flammbarkeit: selbstverloschend nach UL 94 V-0
Temperaturbereich: -65°C bis +290°C

Technical data
Typ | Artikel-Nr. Material: PCT CG 923

Flammability: self-extinguishing acc. to UL 94 V-0
E Temperature range: -65°C to +290°C

Dissipateur de chaleur d haute performance

Caractéristiques techniques §§
Matiére: PCT CG 923 =8
Inflammabilité: Auto-extinguible UL 94 V-0 3 g
Température de s &
Fonctionnement: -65°C & +290°C kS E»

Distanzstiicke | Distance pieces | Entretoise

e Zur Abstandmontage von Bauteilen auf Leiterplatten. 16 abbrechbare Hiilsen im 2,5 mm Raster.
e For spaced mounting of components on circuit boards. 16 snap-off sleeves at 2,5 mm spacing.
e Pour montage avec espacement entre composants et platine. 16 douilles en barrette cassable au pas de 2,5 mm.

Technische Daten — ora o 5
Material: PCT CG 923 ! K - 2
Flammbarkeit: selbstverléschend nach UL 94 ~ I g %
Temperaturbereich: -65°C bis +290°C i § E
Technical data 2 §§
Material: PCT CG 923 S8
Flammability: self-extinguishing acc. to UL 94
V-0
Temperature range: -65°C to +290°C Typ | Artikel-Nr.
| ku-42 | sa20000 | 5

Caractéristiques techniques S8y
Matiére: PCT CG 923 § 23
Inflammabilité: Auto-extinguible UL 94 V-0 58 “
Température de &S 3
Fonctionnement: -65°C 4 +290°C 238

uw wnun
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Industrievertretungen | Agents |
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Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

Schroeter electronic
Handelsgesellschaft mbH

SaselerBogen 1
22393 Hamburg

Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thiiringen

Schroeter electronic
Handelsgesellschaft mbH

Vertriebsbiiro Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Schroeter electronic
Handelsgesellschaft mbH

Braunschweiger Stral3e 4
31552 Rodenberg

Am Kapellenbusch 17
50374 Erftstadt

Vertriebsbiro Nordrhein-Westfalen

Baden-Wiirttemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland

Industrievertretungen

Erich Herglotz- Inh. U. Herglotz

Distributoren | Distributors |

Schroeter electronic
Handelsgesellschaft mbH

Birkenstraf3e 1
91472 Ipsheim

SaselerBogen 1
22393 Hamburg

Sandwiesenstral3e 15
72793 Pfullingen

Sonntag electronic GmbH

MJC Elektotechnik GmbH Am Gielbrunnen 17

67304 Eisenberg

Auslandsvertretungen | Agents abroad |

Australia AvnetVSI.
Electronics PTY Ltd

Unit C,6-8 Lyon Park Road
AU-North Ryde NSW 2113

Belgium Distribution: Mercuriusstraat 26
IB Synergy BE-1930 Zaventem
Distribution: Leuvensesteenweg 613

HPRTechniek B.V. BE-1930 Zaventem

Denmark ACTEA/S Vallensbaekvej 41

DK-2605 Broendby

Tel.:
Fax:

Tel.:

Tel.:

Fax:

Tel.:

Fax:

Tel.:

Fax:

Tel.:

Fax:

Tel.:

Fax:

Tel.:

Fax:

Tel.:

Fax:

Tel.:

Fax:

Tel.:

Fax:

040/600006-0
040/600006 30

05723/914988

02235/9299-202
02235/9299-204

09846/97987-0
09846/97987-5

040/600006-0
040/60000630

07121/7017-0
07121/701770

06351/12767-0
06351/12767-50

02/8781299
02/8781266

02/5244424
02/5244411

02/2533120
02/2530897

46/9004 00
46/900500



Finland

France

Greece

Great Britain

Italy

Netherlands

Norway

Russia

Sweden

Switzerland

Spain

South Africa

Ukraine

United States

Enkom Oy

Distribution:
EG Electronics

Schaffner EMC SAS

Control Technik S.A

SchaffnerLtd.

Elsap S.PA.

Distribution:
Elincom
electronics B.V.

Distribution:

HPRTechniekB.V.

Distribution:
EG Electronics

West-L Ltd.

Distribution:
EG Electronics

Distribution:
Vibratec AG

Seradhe

Retron CC

TOK Electronics

RHM-Technology
Inc.

Larin Kyostin tie 4
FI-00650 Helsinki

Kylvopolku 6
FI-00680 Helsinki

112 Quaide Bezons
BPno.133
FR-95103 Argenteuil Cedex

22,Vas.George, B
GR-11635 Athens

Unit 5 Ashville Way
Molly Millers Lane
GB-Wokingham Berkshire RG41 2PL

Viale Famagosta, 61
IT-20142 Milano

Klaverbaan101-103
NL-2908 KD Capelle aan den ljssel

Stolwijkstraat 33
NL-3079 DN Rotterdam

Hoffsveien 17
N-0275 Oslo

45 A, Bolshoy Sampsoniyevskiy pr.
194044 Saint-Petersburg

Grimstagaten 160
16258 Vallingby

Industriestralle 21
CH-5507 Mellingen

706, 4th Street (Mitek House)
Wynberg, Sandton
ZA-Bramley, 2018, P.O.Box 39448

Obolonskaja St.47
UKR-04071 Kiev

1-3 Kelly Place
US-Stanhope, NJ 07874, P.O.Box 397

Tel.:
Fax:

Tel.:

Tel.:
Fax:

Tel.:
Fax:

Tel.:
Fax:

Tel.:
Fax:

Tel.:
Fax:

Tel.:
Fax:

Tel.:

Tel.:
Fax:

Tel.:

Tel.:
Fax:

Tel.:

Tel.:
Fax:

Tel.:
Fax:

Tel.:
Fax:

www.seifert-electronic.de

9/752761
9/75276659

20/7528700

1/34343060
1/39470228

1/7232655
1/7214683

118/9770070
118/9792969

02/89125272
02/89125304

010/2640270
010/2640275

010/2928787
010/29287 65

023/254600

812/325-13-95
812/325-40-92

08/7593570

056/4817777
056/4817770

662/654358

011/7860553
011/4408275

044 /4624968
044 /4624968

973/6914487
973/4489963
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Schutz nach ISO 16016

Weitergabe sowie Vervielfdltigung
dieses Dokuments, Verwertung und
Mitteilung seines Inhalts sind verbo-
ten, soweit nicht ausdriicklich gestat-
tet. Zuwiderhandlungen verpflichten
zu Schadenersatz. Alle Rechte fir den
Fall der Patent-, Gebrauchsmuster-
oder Geschmacksmustereintragung
vorbehalten.

Irrtiimer, Druckfehler und techni-
sche Anderungen vorbehalten.

Mit Erscheinen dieses Kataloges ver-
lieren alle bisher erschienen Kataloge
und Druckschriften ihre Gltigkeit.

April 2014

All rights reserved to ISO 16016
The reproduction, distribution and
utilization of this document as well as
the communication of its contents to
others without express authorization
is prohibited. Offenders will be held
liable for the payment of damages.
All rights reserved in the event of the
grant of a patent, utility model or de-
sign.

Errors, misprints and technical
modifications subject to change
without notice.
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